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Wafer front-end processing

Wafer back-end processing/Advanced Packaging

Fertigung von Leistungselektronik-Bauelementen

(IGBT, Power-MOSFET, Thyristoren etc.)

Mess-, Melde- und Steuersysteme fiir die Halbleiterproduktion
Packing & Assembly Materialien

Elektronische Komponenten

Elektronische Anwendungen

Displayfertigung

Leuchtdioden (LED)-Fertigung

Fertigung diskreter Bauelemente

(Widerstande, Kondensatoren, Transistoren, Dioden)

Photovoltaik-Materialien
Photovoltaik-Produktionstechnik
Fabrikplanung und -ausriistung fiir die Photovoltaik-Herstellung

Werkstoffe und Materialien

Fertigungsgerate

Mess-, Priif- und Adaptionstechnik der Mikrotechnik
Aufbau- und Verbindungstechnik, Mikrointegration
Anwendungen der Mikrotechnik

Nanotechnologie

Reinrdume

Reinraumerzeugung und Kontrolle
Reinraumausstattung
Reinraumausstattung fiir Personal

Mechanische Bearbeitung aufer LTP-Bearbeitung
Thermische Bearbeitung

Schweiflen

Chemische und galvanische Bearbeitung
Befestigen, Verbinden
Laser-Materialbearbeitungssysteme
Systemperipherie der Laser-Fertigungstechnik

Basismaterial

Druckwerkzeuge und -vorlagen

Werkzeuge, Maschinen und Zubehdr zur Leiterplatten-Bearbeitung
Leiter-Strukturerzeugung

Chemische Bearbeitung von Leiterplatten

Warmebehandlung, Trocknung

Lotstopptechnik

Bestlickungsdruck

Spritzgegossene Schaltungstrager (MID) Herstellung

Handhabung fiir Leiterplatten (LTP)

Sondermaschinen fir die Herstellung von Leistungselektronik-
Baugruppen

Sondermaschinen fiir die Herstellung von Hochfrequenz-Anwendungen

Auftragsfertigung fiir Bauelemente-/Schaltungstragerherstellung
Auftragsfertigung fiir Baugruppenherstellung und Geratebau und
Advanced Packaging

Entwicklungsbegleitende Dienstleistung
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Bauteilvorbereitung

Bestlickungstechniken, Bauelement-Befestigung
Produktion

Handhabungstechnik

Lot- und Hilfsstoffe

Pastendrucker und Schablonen

Lotgerate

Lotanlagen

Lottechnik-Zubehor

Kleben, Dispensen, Lackieren, Beschichten

Inspektion und Bildverarbeitung
Werkstoffpriifung

Messen nichtelektrischer GroRen
Messen elektrischer GroRen

Mess- und Priifsysteme

Forderung, Handhabung, Prifadapter
Labor-/Priiffeldausriistung

Reparatur und Nacharbeit
Programmiergeréte, Speicher-BE
Schutzbeschichten und Vergiefien
Hybride

Gehause

Elektronik-Schutzmittel (EMV/ESD)

Montage- und Handhabungstechnik, Advanced Packaging
Antriebstechnik
Systeme zur Betriebsdatenerfassung (BDE)

Informationsbeschaffung

Einkauf, Supply Chain Management
Warenwirtschaftssysteme

Logistikmanagement

Materialflusssteuerung

Transport- und Fordertechnik

Lagertechnik und Kommissionierungssysteme
Verpackungstechnik

Komplettlosungen und schllisselfertige Anlagen fiir die Logistik

Kabel-, Drahtbearbeitung

Verdrahtungswerkzeuge
Kabelverarbeitungseinrichtungen

Sonstiges

Kabelschutzeinrichtungen

Verarbeitungseinrichtungen fir Kabelschutzeinrichtungen
Technik fiir I6sbare Verbindungen, Steckverbinder

Werkstoffe der Wickeltechnik
Fertigungsgerate flir Wickelgtiter
Anwendungsbereiche flir Wickelgtiter
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Werkzeug- und Formenbau

Werkzeuge, Werkzeugtechnik

Montage- und Handhabungstechnik, Peripherie
Stanztechnik

Umformtechnik

Oberflachentechnik, Veredelung
KunststoffspritzgieRtechnik
Metall/Kunststoff-Verbundtechnologien
Prozess- und Qualitatskontrolle/Automatisierung

Autark vernetzte Mikrosysteme, Sensor- und Aktuatornetzwerke,
Cyber Physical Systems

Software-Basissysteme und -Entwicklungswerkzeuge
Maschinen-Software

Fertigungssoftware

Unternehmenssoftware

Software-Dienstleistungen

Anwendungsspezifische Software

Materialien und Komponenten fiir Batterien und elektrische
Energiespeicher

Fertigungsgerate fiir Batterien und elektrische Energiespeicher
Inspektions- und Testsysteme fiir Batterien und elektrische
Energiespeicher

Akkumulatoren

Materialien und Komponenten
Fertigungsgerate

Inspektions- und Testsysteme
Anwendungen und Endgeréate

Fertigungsgerate und Verfahrenstechnik
Subsysteme und Maschinenkomponenten
Materialien

Vorprodukte und Halbzeuge, metallisch

Vorprodukte und Halbzeuge, nichtmetallisch

Betriebs- und Hilfsstoffe

Betriebsausriistung

Dekontaminierung, Reinigung, Entsorgung (Umweltmanagement)
Kreislaufsysteme, Versorgung, Riickgewinnung

Informationswesen

Auftragsfertigung aufer EMS

Gebrauchte Maschinen, Systeme, Anlagen
Wissen und Vertrieb

andere Dienstleistungen



S

L 4

(/oooc productronica 2025

Nomenklatur

Weltleitmesse fiir Entwicklung
und Fertigung von Elektronik

18.-21. November 2025

G

Trade Fair Center Messe Miinchen

productronica.com

MESSE
MUNCHEN

projektleitung@productronica.com, Tel. +49 89 949-20330
Messe Miinchen GmbH, Am Messesee 2, 81829 Miinchen, Deutschland

A Cluster Semiconductor
1.1.4.2.14 Verdampfereinsatze

11 Wafer front-end processing 1:1::'2'15 Eﬂ?ﬁaﬁiﬁktoren
111 Wafer.ur.ld Substrate 1151 lonenatzanlagen
1.1.141 Materialien . 1152 Nassatzanlagen
11111 Wafer aus Halbleiterwerkstoffen 11523 Plasmageneratoren zum Atzen
11112 Kgram|sche Substrate ' 1.15.4 Sprilhétzer
1.1.1.1.3  Dinnfilmsubstrate (Glas, Keramik) 1155 Plasma-, Sputter-Atzanlagen
1.1.1.1.4  Glas-Wafer _ 1.1.6 Trockenanlagen
11115 HaIbIellter-HaIbz.eug, sonstiges 1.1.6.1 Durchlauftrockner
1.1.1.1.6  Keramische Folien 1.16.2 UV-Trockner
11147 Proz.essgase ) 116.3 IR-Trockner
11.1.2 Fe.rtlgungsgerate ] 1164 Vakuum-Trockner
1.1.1.21 Krlstallzu?htanlagen und Substratbearbeitung 11.7 Gerite fiir die mechanische Bearbeitung
1.1.1.21.1 Schmelzziichtung 1.1.7.1 Poliergeréte/-maschinen fiir die Halbleitertechnik
111212 Gaspha"senzuchtung 11.7.2 Ritzgerate/-automaten
1.1.1.21.3  Temperdfen 1.1.7.3  Lappeinrichtungen
11122 Poliereinrichtungen . 1.1.74  Laserfiir Ritzen, Trennen, Trimmen
1.1.1.23  Sonstige Geréate zur Wafer-Bearbeitung 1175 Wafer-Reinigungssysteme
1.1.2 Masken-und Vorlagen“erstellung 11786 Wafer-Ségen
1121 Maskenherstellungsgerate 1.1.7.7  Wafer-Vereinzelungseinrichtungen
1122 Belackungssysteme . 11.8 Herstellungs- und Bearbeitungsgerite, sonstige
1.1.2.3 Strahlglnquelllen fir Blell'chtungselnrlchtungen 1.1.81 Plasmaanlagen, sonstige
1.1.2.31 Laser fir Bellchtupgselrmchtungen 1182 Sprilhprozessmaschinen, sonstige
1.123.2 UV-Lichtquellen fiir Belichtung 1.1.8.3  Photoresist-Veraschungsanlagen
1.1.3 Lithographie 1.1.84  Substrat-Reinigungssysteme
1.1.31 L|_thograph|earl1lagen 1185 Wafer-Wascher
1.1.31.1 Mikrolithographieanlagen 11.8.6  Anlagen zur Halbleiter-Feinstrukturierung, sonstige
1.1.3.1.2 Kontakibelichtungsaniagen 1.1.86.1  Transportsystem fiir Fliissigkeiten, Gas
1.1.3.1.3  Optische Stepper 1.1.8.6.2  Handling-, Transfer-, Ladesysteme, Hebevorrichtungen
1.13.1.4  Laserschreiber 1.1.8.6.3  Temperatursensoren, Controlling, Rezirkulatoren, Kiihler,
1.1.3.2 L|thograph|emater|allen _ _ _ Warmetauscher
1.1.3.21 Fotolapke, Resists, Haftvermittler (inkl. Haftvermittler HMDS), 119 Wafer-/Substrat-Handling

Grundierung 1.1.9.1 CTC-Wafer-Handhabungssysteme
1.1.322  Antireflexbeschichtungen 1192  Wafer-Kassettierungseinrichtungen
1.1.3.23  Entwickler 1193  Wafer-Lagerungs--Transportbehalter
1.1.4 Dunn§cll1|chterzeugung 1.1.9.4 Wafer-Mounter
1.1.41 Materialien 1195  Wafer-/Tape-Laminatoren/De-Laminatoren
11411 Epitaxie-Werkstoffe o . . 1196 Wafer-Umhordesysteme
11412 Prozesswerlss.tqffe der punnfllmtechnlk, sonstige . 1197 Wafer-/Chip-Manipulatoren
11413 Quartzgut (Siliziumkarbid, geschmolzenes Quartzglas, Saphir), 1198 Wafer-Identifikation

Keramiken 1199  Wafer-/Substrat-Handhabungssysteme, sonstige
11414  Aufdampfmaterialien . .
11415  Stripper 1.2 Wafer back-end processing/Advanced Packaging
11416  Sputter-Targets 1.21 Chip-Handhabung
1.14.1.7  Lapp-, Polier- und Schleifmittel 1211 Bauteil-Handler
1.14.18  Prozesschemikalien, Reinigungsmittel, Lésungsmittel, sonstige 1212 Handhabungsmaschinen fiir Bauelemente, spezielle
1142  Fertigungsgerite 1213 Die-Sorter
11421 Diffusionséfen 1214 Sortiereinrichtungen fiir Bauelemente
11422  Dosiergeréte 1215 Hub-Module
11423  Warmebehandlungseinrichtungen fiir die 1216 Koordinatentische

Feinstrukturierung, sonstige 1217 Piezo-Stellantriebe
1.14.24  Kathodenzerstdubungsanlagen (Sputtern, PVD) 1.2.1.8 Prozess-Carrier
11425  CVD Equipment, MOCVD; PECVD; LPCVD; ALD; REALD; MVD 1219  Transport-Carrier
11426  Elektronenstrahl-Abscheidungssysteme 12110 Mikromanipulatoren
1.14.27  Hochvakuum-Bedampfungsanlagen 12111 Mikropositionierungen
1.14.28  lonenstrahl-Beschichtungsanlagen 12112 Positioniersysteme, sonstige
114.2.9  Oxydationseinrichtungen 1.21.13  Chip-Handhabungseinrichtungen, sonstige
11.4.210 Plasma-Beschichtungssysteme 122 Bonding
114211  Plasma-Polymerisationsanlagen 1.2.2.1 Vorbereitungsverfahren zur Kontaktierung
1.1.4.2.12  Vakuum-Beschichtungseinrichtungen 1222 Plasma Reinigungs- und Aktivierungsanlagen
1.1.4.213  Vakuum-Komponenten
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1.2.2.3
1.2.2.31
12232
12233
1.2.24
1.2.2.41
12242
12243
12244
12245
12246
1.2.2.5
1.2.2.51
12252
12253
12254
12255
12256
12257
12258
1.2.3
1.2.31
1.2.3.2
1.2.3.21
12322
12323
12324
12325
12326
12327
12328
12329
1.2.3.2.10
1.2.3.3
1.2.3.31
1.2.33.141
1.233.1.2
123313
123314
1.2.3.4
12341
12342
12343
12344
12345
1.2.34.6
1.2.34.7
1235

1.3

1.3.1
1.3.2
133

1.4

141
142
143
144
145

1.5
1.6

Systemtrager

Halbzeug fiir Systemtrager (Metall/Kunststoff)
Kunststoff-Systemtrager (PCC)
Keramik-Systemtrager (auch LTCC-Konfigurationen)
Innere Kontaktierung

Bonddrahte/-bander

Die-Bonder

Flip-Chip-Bonder

Bonder, sonstige

Bumping Systeme

Dispensing Systeme

Werkzeuge

Ultraschallbonder

Ultraschallgeneratoren

Ultraschalltransducer

Ultraschallmesstechnik
Kontaktierungseinrichtungen, sonstige
Schweiflgerate fiir Mikroverbindungen
Widerstands-Lot-/Schweileinrichtungen
Bondwerkzeuge, sonstige

Chip Packaging

Gehause

Kappen und Verkapselungen, Verkapselungsanlagen
Schutzkappen fiir Bauelemente

Glas fir Passivierung/Kapselung
Ball-Grid-Array-Gehause

Formmassen fir Umhiillung

Hullmittel, sonstige

Umhdllungen und Verkapselungsanlagen, sonstige
Epoxyd-Verarbeitungsanlagen
Dichtungsmittel

Molding-Pressen

Molding-Werkzeuge
Bauelemente-Schutz-Beschichtung
Imprégnieranlagen fiir Bauelemente
Metallimpragnieranlagen
Vakuumimpragnieranlagen
Atmosphérenimpragnieranlagen

Labor- und Spezialimpragnieranlagen
VergieRanlagen

Misch-/Dosieranlagen zum VergieRen
VakuumvergieRanlagen
Atmospharenvergielanlagen

Labor- und SpezialvergieRlanlagen
Druckgelieranlagen (ADG)

Lager und Fordereinrichtungen fiir GieRharze
Zusatzeinrichtungen der VergieRtechnik, sonstige
Trockner und Aushérte Systeme

Fertigung von Leistungselektronik-Bauelementen
(IGBT, Power-MOSFET, Thyristoren etc.)

Materialien

Maschinen und Anlagen

Gehause und Komponenten

Mess-, Melde- und Steuersysteme fiir die
Halbleiterproduktion

Mess- und Regelgerate in Reinraumtechnik
Uberwachungssysteme, prozessspezifische
Positioniersteuerungen

Regeleinrichtungen, sonstige anwendungsspezifische
Computer; Control; Kommunikation; Datenakquisitionssysteme

Packing & Assembly Materialien
Elektronische Komponenten

1.7

21
2141
21141
2112
2113
2114
21.2
21.21
2122
2123
2124
2125
2126
2127
213
2.1.31
21311
21312
21313
21314

2.2
221
22141

2212
2213
2214
2215
2216
2217
222
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
22210
22211
22212
22213
222131

223

2231
2232
2233

23

2.31
23.2
2321
2322
2323
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Elektronische Anwendungen

Displayfertigung
Substratbearbeitung fiir Displays
Aligner, Entwickler fiir Displays

CVD Anlagen fiir Displays

Laser Annealing Systeme
Substratbearbeitung fir Displays, sonstige
Materialien, Teile

Substratmaterialien

Spacer fiir Displays

Funktionelle organische Materialien (OLED)
Fotomasken

Funktionelle Filme, Laminate fiir Displays
Dichtmaterialien, Kleber fir Displays
Materialien, Teile, sonstige
Panelbearbeitung

Druckmaschinen

Siebdruckmaschinen

Inkjet-Drucker

Flexodruckmaschinen
Display-Vereinzelungseinrichtungen

Leuchtdioden (LED)-Fertigung

Materialien, Komponenten

Substrate

(Saphir, SiC, Si, GaN, Komposite, InP, SiGe etc.)
Material fiir Pufferschichten

Material fiir Emitter-Schichten, Verbindungshalbleiter
optische Komponenten

Reflektoren

Komponenten fiir LED-Package

Kleber, Versiegelung

Fertigungsgerate

Saphir-Waferfertigung (Kristallzucht, sagen, schleifen)
Siliziumkarbid-Waferfertigung (Kristallzucht, ségen, schleifen)
Waferfertigung andere Halbleiter fur LED-Anwendungen
Lithographie-Equipment

Atzanlagen

Metallisierungsanlagen

Vereinzelung

Besttickung

Kleben

Bonden

Phosphor-Auftrag

Versiegelung, Gehduse-Montage

Epitaxie-Anlagen

Organische/organometallische Gasphasenabscheidung
(OVPD, OMVPE, MOCVD)

Testsysteme

Lebensdauer-Testsysteme

Photometrische Testsysteme

andere Testsysteme fiir LED

Fertigung diskreter Bauelemente (Widersténde,
Kondensatoren, Transistoren, Dioden)
Werkstoffe fiir diskrete Bauelemente

Fertigungsgeréte fiir diskrete Bauelemente
Prazisionsherstellung kleiner Einzelteile, Anlagen zur
Vakuumtechnik

Laser-Bearbeitungseinrichtungen

fir diskrete Bauelemente
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2324
2325
2326
2327
2328
2329
23210
23211
2.3.2.12

31
3141
312
3.1.3
314
315
3.16
317
318
3.1.9
3.1.10

3.2
3.21
3.2141
3.2.1.1.1
3.2.1.1.2
3.21.2
3.2.1.2.1
32122
32123
321.24
32125
32126
32127
32128
3.21.3
3.2.1.3.1
32132
32133
32134
32135
3.21.4
3.2.1.4.1
32142
32143

32144
32145
32146
3.2.2
3221
3222
3223
3224

3225
3226
3227
3228
3229
3.2.2.10
32211

Oberflachenveredelungseinrichtungen

Durchlauféfen

Trocknungs-/Hartungsgerate, sonstige
Konfektionierungseinrichtungen fiir diskrete Bauelemente
Fertigungsgerate fiir Kondensatoren

Fertigungsgeréte fir Widerstande

Fertigungsgerate fir Transistoren/Dioden
FoliengieRanlagen

Fertigungsgerate fir diskrete Bauelemente, sonstige

Photovoltaik-Materialien

Polysilizium, Waferscheiben (Silizium, Ill-V-Halbleiter usw.)
Materialien fiir organische Photovoltaik und neuartige Solarzellen
Glassubstrate fiir die Diinnschicht-Photovoltaik
Prozess-Chemikalien

Sputter-Targets

Aufdampf-Materialien, CVD Materialien

Lotpasten

Bander

Kleber

Folien, Laminate fiir die Verkapselung/Modultechnik

Photovoltaik-Produktionstechnik
Fertigungsgeréte fiir Photovoltaik auf Waferbasis
Ingot- und Wafer-Fertigung

Kristallziehanlagen

Wafer-Inspektion

Zellfertigung

Wafer-Texturierung

Diffusionséfen

Atz-Equipment (Nass/Laser)

Beschichtungstechnik (PECVD, Sputtering)

Drucker fir Front- und Riickkontakte

Drucksiebe fiir die Metallisierung
Trocknungs-/Sinteréfen

Zell-Fertigungsgeréte, sonstige

Modulfertigung

Tabber/Stringer/Lotéfen/Bonder

Laminatoren

Rahmen-Stationen

Modultest/Endabnahme

Modul-Fertigungsgerate, sonstige
Fertigungsgeréte fiir kristalline Photovoltaik, sonstige
Belade-/Entladeeinheiten

Automatisierung, Montage- und Handhabungstechnik
Laser-Materialbearbeitung

(Sagen, Bohren, Kantenisolation, Markieren)
Widerstands-/Laser-Schweilanlagen
Vakuumtechnik
Messgerate/Prozessiiberwachung/Umweltanalyse
Fertigungsgeréte fiir Diinnschicht-Module
Reinigungsgerate

Beschichtungstechnik (CVD, PVD)
Oberflachenbehandlung/Grundierung/Konditionierung/Belackung
Laser-Materialbearbeitung

(Ritzen, Randentschichtung, Markieren, Schneiden)
Verkapselungs-Systeme/Laminierung

Létstationen

Modultest/Endabnahme

Automatisierung, Montage- und Handhabungstechnik
Vakuumtechnik
Messgerate/Prozesstiberwachung/Umweltanalyse
Fertigungsgerate fiir Dinnschicht-Module, sonstige

3.23
3.2.3.1
3232

3.3

3.31
332

41

411
41.2
413

4.2
421
42141
4212
4213
42131
42132
42133
4214
422
42241
4222
4223
4224
423
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
424
4241
4242
4243
4244
4.2.5
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
42510
4251
42512
42513
42514
4.2.6
4261
4262
4263
4264
4265
4266
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Fertigungsgeréte fiir neuartige Solarzellen
Fertigungsgerate fiir Konzentrator-Photovoltaik (CPV)
Fertigungsgerate fiir andere neuartige Solarkonzepte

Fabrikplanung und -ausriistung fiir
die Photovoltaik-Herstellung

Abgas- und Abwasserbehandlung
Turnkey-Anlagen

Werkstoffe und Materialien
Substratmaterialien fiir die Mikrotechnik
Nanomaterialien

Materialien fiir die Mikro- und Nanotechnik, sonstige

Fertigungsgerite

Masken- und Vorlagenerstellung
CA-Maskenerstellung

Belackungssysteme

Belichtungsgerate

Pattern-Generatoren

Laserbelichter

Belichtungseinrichtungen, sonstige
Maskenhandhabungssysteme
Lithographie, Substratbearbeitung
Mikrolithographie-Anlagen
Kontaktbelichtungseinrichtungen
Laserschreiber

Elektronenstrahlschreiber
Produktionsverfahren fiir Mikrosysteme
Fotolithographie

Doppelseitige Lithographie
UV-Tiefenlithographiesysteme
Diinnschichttechnik

Atztechnik

Tiefenétzen mittels RIE
Laser-Ablationssysteme
Dotierungsverfahren

Werkzeug und Formenbau
Mikroformenbau

Prototypenbau, Musterfertigung

Rapid Prototyping

Rapid Tooling

Mikrobearbeitung und Ultraprazisionsfertigung
Mikrowerkzeuge

Mikrofrasmaschinen

Bohrmaschinen fiir Mikromechanik
Schleifmaschinen fir Mikromechanik
Schweilgerate fiir Mikroverbindungen
Sageblatter fir Mikromechanik

Laser zur Mikromaterialbearbeitung
Ultraschallmaschinen
Produktionsmaschinen fiir Mikrooptik
Produktionsmaschinen fiir Mikro-Heipragen
Produktionsmaschinen fiir Mikrosystemtechnik, sonstige
Mikroreaktionssysteme
Mikrodosiersysteme

Produktionsmittel fiir Mikrosystemtechnik, sonstige
Bonding fiir die Mikrotechnik
Substratbonden

Anodische Bonder

Silizium-Direktbonden
Glas-Reflow-Bonden

Klebebonden

Eutektisches Bonden
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4.2.7

4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
428

4281
4282
4283
4284

4.3

4.4

441
442
443
444

4.5
451
452

4.6

46.1
46.2
463
464

5.1

5.1.1
512
513
514
515
5.16

5.2

5.2.1
522
523
524

5.3
5.3.1
532
533
534
535
536
537
538
539
5.3.10
5311
5312
5313

5.4

541
54.2
543

Mikro-Montage
Bestuickungstechniken
Bauelement-Befestigung der Mikrotechnik
Montageanlage fiir die Mikrotechnik
Fiige- und Verbindungstechniken
Mikrofilter

Mikrorobotik

Nanorobotik
Mikro-Antriebstechnik
Piezo-Stellantriebe

Mikromotoren

Mikrogetriebe
Mikropositionierungen

Mess-, Priif- und Adaptionstechnik
der Mikrotechnik

Aufbau- und Verbindungstechnik,

Mikrointegration

On-Chip Integration, System-on-chip (SoC), Wafer-level packaging
On-Board Integration, Direktmontage

Flip-Chip Montage

System-in-Package (SiP), Multi-Chip-Module, 3D-Integration

Anwendungen der Mikrotechnik
Mikrofertigung, Feinwerktechnik
Lab-on-Chip, Mikro-Verfahrenstechnik

Nanotechnologie

Nanochemie, -werkstoffe, -materialien
Nanowerkzeuge/Nanoanalytik
Nanoproduktion
Nanoelemente/Nanosysteme

Reinrdaume

Reinrdume, baugebundene
Reinraumboxen, auch begehbare
Clean Hoods

Flow-Boxen
Laminar-Flow-Einrichtungen
Staubfreie Arbeitsplatze

Reinraumerzeugung und Kontrolle
Reinraum-Filterelemente
Partikelliberwachungseinrichtungen
lonisationssysteme
Strdmungsvisualisierung (Reinraum)

Reinraumausstattung
Nassprozess-Werkbénke
Reinraummatten

Reinraumdfen

Reinraumtrockner
Reinraumstaubsauger
Reinraumregale/-transportmittel
Reinraumschranke, stickstoffbesplilte
Reinraumtunnel
Reinraum-Verbrauchsmaterialien
Reinraumverpackungen
Elektrostatikbeherrschung, Einrichtungen zur
Reinraumzubehér, sonstiges
Reinraumausstattungen, sonstige

Reinraumausstattung fiir Personal
Personen-Luftduschen

Reinraumkleidung

Reinraumschleusen

544

6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.15
6.1.1.6
6.1.1.7
6.1.1.8
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.24
6.1.2.5
6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.2
6.1.3.3
6.1.3.4
6.1.4
6.1.4.1
6.14.2
6.14.3
6.1.4.4
6.14.5
6.1.5
6.1.5.1
6.15.2
6.1.5.3
6.1.5.4
6.15.5
6.1.5.6

6.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

6.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.34
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9

6.4
6.4.1
6.4.1.1
6.4.1.1.1
6.4.1.1.2
6.4.1.2
6.4.1.2.1
6.4.1.2.2
6.4.1.2.3
6.4.1.24

G

MESSE
MUNCHEN

projektleitung@productronica.com, Tel. +49 89 949-20330
Messe Miinchen GmbH, Am Messesee 2, 81829 Miinchen, Deutschland

Reinraumausstattung, sonstige

Mechanische Bearbeitung auBer LTP-Bearbeitung
Bohren, Frasen
Passloch-Bohreinrichtungen
Einspindel-Bohrmaschinen
Sonderbohrmaschinen

Frasmaschinen

3D-Fréasmaschinen
CNC-Bearbeitungseinrichtungen
Koordinatentische
Bohrmaschinen/-zentren, sonstige
Schneiden, Trennen

Scheren

Kreissagen

Séagen, sonstige
Laser-Schneidemaschinen
Kerbschnittmaschinen
Kantenbearbeitung
Entgratungsanlagen, mechanische
Anfas-Maschinen

Besdumanlagen
Kantenbearbeitungsmaschinen, sonstige
Oberflichenbearbeitung
Birstmaschinen

Schleifgerate

Nassschleifeinrichtungen
Poliereinrichtungen und -mittel
Maschinen zur Oberflachenbehandlung, sonstige
Werkzeuge und Zubehor

Bohrer

Fraser

Bohrhilfsmittel

Biirsten zur Oberflachenbehandlung
Schleifscheiben
Oberflachenbehandlungsmittel, sonstige

Thermische Bearbeitung
Trocknen

Ausharten

Tempern

Mikrowellenerwérmung

Mittel- und Hochfrequenzerwarmung

Schweilen

Punktschweillgerate
Schutzgas-Schweilgerate
Ultraschall-SchweiRanlagen fiir Metall
Ultraschall-SchweiRanlagen fiir Kunststoffe
Widerstands-Schweiflanlagen

HF Schweillen
Thermokompressions-Schweillen
Schweifeinrichtungen, sonstige
Schweilschutzgase

Chemische und galvanische Bearbeitung

Chemische Bearbeitung

Chemikalien zum Atzen und Beizen

Atz-Resists

Chemische (spanlose) Bearbeitungsmittel, sonstige

Anlagen zum Atzen, Beizen und fiir andere chem. Bearbeitung
Atzgeréte/-maschinen

Durchlauf-Atzanlagen

Entfettung, chemisch/thermisch

Ultraschall-Entfettung
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6.4.1.2.5  Fotochemische Bearbeitung diinner Prazisionsteile 6.5.1 Verbindungselemente, mechanische
6.4.12.6  Anlagen zum Atzen, Beizen und fiir andere chem. Bearbeitung, 6.5.2 Schrauber und Schraubmaschinen
sonstige 6.5.3 Niet-/Schraubautomaten
6.4.1.3 Peripherieanlagen, Dosieranlagen 6.5.4 Einpress-Befestigungseinrichtungen
6.4.2 Galvanische Bearbeitung 6.5.5 Befestigungselemente, sonstige
6421  Elektrodenmaterial 6.6 Laser-Materialbearbeitungssysteme
64211 Z!nnanoc.ien 6.6.1 Laser-Schweillsysteme
6421.2 Z|nn-BIe|-An0qen 6.6.2 Laser-Lotanlagen
64213 Anode'n,.sonsnge ) 6.6.3 Laser-Schneidesysteme
6.4.2.2 M'aterllallen, sonstige ' 6.6.4 Laser-Bohrsysteme
64.22.1  Hifsmittel der G?Ivanotechmk 6.6.5 Laser-Markierungs- und -Beschriftungssysteme
6.4.2.2.2  Anodenhalter, Kbrbe 6.6.6 Laser-Trimmsysteme
6423 Elektr? lyte 6.6.7 Laser-Oberflachenbearbeitungssysteme
gjgg; Si(::ls;zgz;r 6.6.8 Laser Mikrobearbeitungs-Systeme
64233  Prozesschemikalien der Galvanotechnik 6.6.9 Laser-Materialbearbeitungssysteme, sonstige
6.4.2.34  Galvano-Chemikalien, sonstige 6.7 Systemperipherie der Laser-Fertigungstechnik
6.4.2.4 Galvanisierungsanlagen 6.7.1 Antriebs- und Steuerungstechnik
6.4.24.1  Galvanikanlagen, vertikale 6.7.2 Handhabungseinrichtungen
6.4.24.2  Galvanikanlagen, horizontale 6.7.3 Laser-Roboter
6.4.24.3  Edelmetall-Galvanisierung 6.7.4 Beobachtungs- und Erkennungssysteme
6.4.244  Vibro-galvanische Systeme 6.7.5 Kontrollsysteme
6.4.245  Galvanogestelle 6.7.6 Gelenkarme
64246  \Warmetauscher fiir Galvanik 6.7.7 Laser-Arbeitskdpfe und -Arbeitsadapter
6.4.24.7  Subsysteme fiir Galvanik 6.7.8 Teleskope zur Strahlfiihrung
6.4.24.8 Kleingalvanikanlagen 6.7.9 Schneideoptiken
6.4.24.9  Galvanikanlagen, sonstige g;}? ighweiﬁomiken L X
. . 7. saugsysteme fiir Laserrauc!
6.5 Befestigen, Verbinden 6712 Laser-Gase
B Cluster PCB & EMS
7154 Beschichtungspressen
7.155 Laminier-Registriereinrichtungen fir ML
7.1.5.6 Multilayer-Produktionsmittel, sonstige
71 Basismaterial 7157 Laminationshilfen
7141 Bénder 7.15.8 LTCC-Einrichtungen (fiir ML/SL)
7.1.1.1 Bénder aus Cu und Cu-Legierungen 7.15.9 FoliengieRanlagen
7112 Letterbander 7.2 Druckwerkzeuge und -vorlagen
712 Folien e . 721 Fototechnische Schaltungsdruck-Herstellung
7.1.241 Cu/Al/Cu-Sandwichfoliensatze 7214 Materialien
71.2.2 Cu-Follgn fir Basismaterial 72111 Fotochemikalien
7123 Trennfolien 72412 FimelFotopapiere
713 I'ammatel . 72113  Filmlagerung
7131 Paplerlammate, _Cu-kaschlert ) 7.21.1.4  Fotomaterialien, sonstige
7.1.3.2 Composite-Laminate/-Prepregs, Cu-kaschiert 7212 Belichtungseinrichtungen
7.1.3.3 Epoxyd-Glas-Laminate/-Prepregs, Cu-kaschiert 72121  Fotowerkzeuge
7134 Cyanatester-Laminate/-Prepregs 72122  Punkiiichtanlagen
7.1.35 Polyam|d-/GIas-l_lamlnate/-Prepregs 72123  UV-Belichtungsanlagen
7136 PTFE/Clas-Laminate 72124  UV-Kalticht-Belichtungssysteme
71.3.7 MetalIker'n-Verbun.dIammate 72125  UV-Nachvemetzungsaniagen
7138 Unkgschlerte _Lammgte 7.21.2.6  Laser-Direkt-Belichtungssysteme
7139 Flexibles BaS|smater|qI 7.2.1.2.7  Belichtungseinrichtungen, sonstige
7.1.3.10 Fotqbeschul:hte"te Laminate 722 Schablonenerstellung
71341 Ba&_smatenal fu.r Sonderzwecke 7.2.21 Layoutausgabe- und Kopiereinrichtungen
7.1.3.12 Laminate, sonstige 72211 Fotoplotter
714 Substlfate 7.22.1.2  Schablonendrucker
7141 Keramiksubsirate - 72213  Registriermaschinen fir Filmvorlagen
7142 Metallsybstrate (auch emaillierte) . . 72214  Leiterplattenscanner
71.5 Mas‘chmen unjd Werkzeuge zur Herst.ellung von Basismaterial -, ,, ¢ Feinleiter-Imaging-Einrichtungen
7.1.5.1 Laminatoren fllJr.SChIChtStOffe, automatische 7222 Schablonenherstellung
7152 Pressen, Laminier- 72221 Siebdruckformen
7153 Vakuum-Laminierpressen 72292 Siebdruckmasken
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7.2.2.2.3  Siebdruck-Inspektionsgerate

7.2.2.2.4  Laserfirdie Schablonenherstellung
7.2.2.2.5  Schablonenherstellungsmittel, sonstige
72226  Metallschablonen

7.2.2.2.7  Schablonenherstellung, sonstige
7.2.2.2.8  Schablonenlagerung

7.3 Werkzeuge, Maschinen und Zubehor
zur Leiterplatten-Bearbeitung

7.31 Bohrmaschinen fiir Leiterplatten

732 Bohrer fiir Leiterplatten

733 Laserbohrmaschinen fiir Mikrovias

734 Frasmaschinen fiir Leiterplatten

735 Fraser fir Leiterplatten

7.36 Bohr-/Frasspindeln zur Leiterplatten-Bearbeitung

7.3.7 Schweillmaschinen fir Leiterplatten

7.3.8 Bohrhilfsmittel fir Leiterplatten

7.39 Presswerkzeuge

7.3.10 Schnittwerkzeuge

7.3.11 Spezialwerkzeuge zur Leiterplatten-Bearbeitung

7.312 Nutzentrennmaschinen

7.3.121 Mechanische Nutzentrenner
73122 Laser-Nutzentrenner
7.312.3  Werkzeuge, Maschinen und Zubehdr,

sonstige
74 Leiter-Strukturerzeugung
741 Strukturerzeugung durch Siebdruck

7411 Dickschicht

74111  Dickschichtpasten

74112  Dielektrische Pasten

74113  Leiterbahnpasten

74.1.14  No-Clean-Pasten

74115  Widerstandspasten

741.2 Siebdruckmaterialien
74121  Siebrahmen

74122  Siebgewebe

74123  Siebdruck-Hilfsmittel

74124  Rakelgummi

7413 Siebdruckeinrichtungen
7.4.1.3.1  Dickschichtdrucker

74132  Hand-Siebdrucker

74.1.33  Siebdrucker

74.1.3.4  Hybrid-Printer

74135  Siebdruckhilfsgerate, sonstige
7414  Atz-Resist

74.2 Fotodruck

74.21 Lacksysteme

74211  Flussige Fotolacke

7.4.21.2  Beschichtungseinrichtungen
7.4.2.1.2.1 Walzenlackiermaschinen
74.21.2.2 Giefeinrichtungen

7.4.2.1.2.3 Spritzeinrichtungen
742124 InkJetdirektimaging
7.4.2.1.2.5 Beschichtungseinrichtungen, sonstige
74.21.3  Registriersysteme fiir den Schaltungsdruck
7422 Trocken-Resists

74221  Trockenfim-Resist

74222  Walzenbeschichtungsanlagen
74223  Vakuumbeschichtungsanlagen
74224  Auftragseinrichtungen, sonstige
74225  Trocken-Resist-Laminatoren
7423 Belichtungssysteme
74.231  UV-Belichtungsgerate
74.23.2  UV-Belichtungsgerate, automatische
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74.23.3 Registriersysteme fir Schaltungsdruck

74234  Direktbelichtungssysteme

74.2.35  Laserbelichtungssysteme

74.2.3.6  Hilfsmittel fir Belichtungssysteme

74.23.7  Belichtungssysteme, sonstige

7424 Entwicklungseinrichtungen

74241  Entwicklungsmaschinen

74242  Folien-Abziehvorrichtungen

743 Strukturerzeugung durch mechanische Bearbeitung
7431 Schaltungsbilderstellung durch Frasplotter

7432 Mikrostrukturierung durch Diamantwerkzeuge

744 Strukturerzeugung durch andere direkte Bearbeitung
7441 Schaltungsbild-Direkterstellung durch Laserplotter
7442 Direkte Schaltungsbilderstellung

7.5 Chemische Bearbeitung von Leiterplatten
7.5.41 Chemikalien zum Atzen
7.5.1.1 Atzmittel
7512  Atz-Resists
7513 Chemische (spanlose) Bearbeitungsmittel, sonstige
7.5.2 Anlagen zum Atzen
75.21 Kleinatzgerate fiir Leiterplatten
7522  Atzgerdte/-maschinen
7523 Durchlauf-Atzanlagen
7524  Anlagen zum Atzen, Beizen und
fur andere chem. Bearbeitung, sonstige
753 Durchkontaktierung
754 Durchsteigerfiillung
7541 Durchsteiger-Fiillmaschinen
7542 Durchsteigerfiiller
7.5.5 Endoberflachen fiir Leiterplatten
7551 HeiRluftverzinnungsanlagen
7552 Chemische Verzinnung
7553 Chemische Vergoldung, Versilberung
7554 Chemisch Palladium
7555 Antiox-Beschichtungsmittel fiir Cu
7556 Kupferpassivierung
7557 Passivierung, sonstige
7.5.6 Entschichtungseinrichtungen
7.5.6.1 Trockenfilm-Entferner
75.6.2 Fotolack-Stripp-Einrichtungen
75.6.3 Lotstoppmasken-Stripp-Einrichtungen
75.6.4 Zinn-Stripp-Einrichtungen
75.6.5 Entschichtungseinrichtungen, sonstige
75.7 Leiterplattenreinigung
7571 Innenlagenreinigung von ML
7572 Lochreinigung (de-smearing) von LTP
7573 Splilprozesseinrichtungen
7574 Nachreinigungssysteme fiir LTP
7575 Plasmareinigung
7576 Staubentfernung an Leiterplatten/Filmen/Oberflachen

7.6 Warmebehandlung, Trocknung
7.61 Waérmebehandlung

7.6.1.1 Forderbanddfen

7612 Einbrenndfen

7.6.1.3 Erwarmungseinrichtungen, sonstige
7614 Hochtemperaturdfen

7615 IR-Behandlungseinrichtungen

76.1.6 Mikrowellenéfen

76.1.7 Strahlungsquellen, Warme-

7.6.1.8 Sonnensimulation fiir Prozesszwecke
7.6.1.9 Warmeschranke

7.6.1.10  Warmebehandlung, sonstige

7.6.2 Trocknung
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7.6.2.1 Dickschichttrockner 712 Sondermaschinen fiir die Herstellung
76.22 HeiRluftgerate fir Trocknung/Hartung von Hochfrequenz-Anwendungen
7.6.2.3 Lufttrockner
7.6.2.4 Siebtrockenschranke
76.25  Tischtrockner 8.1 Auftragsfertigung fiir Bauelemente-/
7626  Trockenkammern Schaltungstragerherstellung
76.2.7 Trockner, Lotstoppmasken 8.1.1 Layout-Dienste
1628 Trockner, sonstige 8.1.2 Vorlagenerstellungsdienste
1.7 Lotstopptechnik 8.1.3 ML-Laminier-/-Bohrdienste
7.71 Lotstoppmasken 8.14 Beschichtungsarbeiten
7.7.2 Lacke fiir Lotstopp 8.1.5 Laserbeschriftung
7.7.3 InkJet direkt Lotstoppmaske 8.1.6 Drahterodieren
- 8.1.7 Laserschweilen
7.8 Bestiickungsdruck , .
781 InkJet Bestiickungsaufdruck 21 g tzrs;;sajcx::g;uunngd -trennen von Schaltungstragem
782 Siebdruck e
° ) ue . 8.1.10 Nachschmelzservice
7.9 Spritzgegossene Schaltungstréger (MID) 8.1.11 Oberflachenbehandlung
Herstellung 8.1.12 Auftragsfertigung fiir Bauelemente-/Schaltungstrégerherstellung,
7.91 Kunststoffgranulate zur MID-Herstellung sonstige
;'g'g 1 Emgg;ﬁ:tm Sprtzguss 8.2 Auftragsfertigung fiir Baugruppenherstellung
7922 Zweikomponenten-Spritzguss 821 Ez:/gu?gr:::t:au und Advanced Packaging
7923 Spritzgussf - A
793 MzrtlaligiziS:rZ;men 8.2.2 Vorlagenerstellungsdienste
7.9.3.1 Chemisch galvanische Metallisierung g;i hog?izsgfgjszilgs
7.9.3.2 Physical vapor deposition (PVD) 8. 2' 5 L(Zi terplattenbestiickung
794 MID-Strukturierung o )
7.94.1 MID-Fotostrukturierung g;g Eﬁ;(g:g%nezggciﬁzsmn ICs aufLTPs
7942  MID-Laserablation " g ; .
7943  MID-LaserakiivierungLDS ggg zﬁ;‘:lgi‘;’:g;mﬁg'?e'”ra“mbed'”gunge”
795 MID-Montage o S I
7051 3D-Bestiickung ggl? Er:rt]zllljusr;g von Prazisions-Dreh- und -Frésteilen
7952 MID-Verbindungstechnik o ] .
7.9.6 Kunststoff-Formgebung 2315 Eiﬂ?fﬁ per:- und Gerateproduktion
7.9.6.1 Werkzeuge und Maschinen 8.2'14 c t'- ;c mung
7.9.6.1.1 Do§ieranlagen fl'jr Spritzguss 8. 2' 15 th?ellnk%nfzrkvtliz?erung
7.9.6.1.2  Spritzgussmaschinen 8‘2.16 Etikettenerstellun
7.9.6.1.3  Kunststoff-Schweileinrichtungen 8. 2' 17 Laserbeschri ftunggen
7.9.6.1.4  Spritzgegossene Schaltungstrager o . . .
79615  Stukturierungsanlagen, dreidimensionale 8.2.18 SA;J:Sr:g:femgung fir Baugruppenherstellung und Geréatebau,
710 Handhabung fiir Leiterplatten (LTP) 8.2.19 Lohnlackierung
7.10.1 Be-/Entladeautomaten fiir LTP . . . .
7.10.2 Stapelungseinrichtungen fiir LTP g? 1 E:):Z:Ic:r!g:ugli ti)tzgllgtltteennde Dienstleistung
7.10.3 Vereinzelungseinrichtungen fir LTP 8.3'2 Prot typ bau Gehd P
7104 Handhabungsmittel fiir LTP, sonstige 8. 3' 3 P;gtgtzﬁz:bzz Gzr;fe
711 Sondermaschinen fiir die Herstellung 834 Prototypenbau, sonstiger
von Leistungselektronik-Baugruppen
C Cluster SMT
9212 Unterwerkzeuge fiir Bestlickung
. . 9.2.2 Automatisierte Bestiickung
9.1 Bal"_te'lvorbere'tu_'_‘g ) 9.2.21 SMD-Bestlickungssysteme
9.1.1 Verzinnungsanlagen fir Bauelementanschiisse 9222  Bestiickungssysteme fiir bedrahtete Bauelemente
9.1.2 Biegegerate fiir Bauelementanschliisse 9223 Bestiickungs-Halbautomaten
913 Schneidgerate fiir Bauelementvorbereitung 9224  Einsetzmaschinen fiir Einzel-, Sonder-Bauelemente
9.14 Richtmaschinen fiir DIL-Bauelemente 9225  Bestiickungsautomaten fiir raumliche Schaltungstrager
9.15 Vereinzelungseinrichtungen fir Bauelemente 9226 Stift-Einsetzmaschinen
9.1.6 Bauelement-Vorbereitungseinrichtungen, sonstige 9227 Zubehér fiir Bestiickungseinrichtungen
9.2 Bestiickungstechniken, Bauelement-Befestigung 9228  Bestiickungsmaschinen, sonstige
9.21 Manuelle Bestiickung 9.23 Bestiickungseinrichtungen, spezielle
9.2.1.1 Einrichtungen zur Handbesttlickung 9.2.3.1 BGA-Bestiickungseinrichtungen



S

L 4

g
v

Weltleitmesse fiir Entwicklung
und Fertigung von Elektronik

18.-21. November 2025
Trade Fair Center Messe Miinchen

productronica 2025

productronica.com

Nomenklatur

9232
9233
9.2.34

9.3

9.31
932
933
9.3.4

94
9.4.1
9411
9.4.1.2
9413
9414
9.4.15
9.4.16
9417
94.2
9.4.2.1
9422
9423
9424
94.3

9.4.31
9.4.31.1
9.4.3.1.2
94313
94314
94315
94316
9.4.3.2
9.4.3.2.1
94322
94323
94324
94325
9.4.4
9.4.4.1
9442
9443
9444
9.4.45
9446

10.1

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

10.2

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5

Flip-Chip-Bestiickungseinrichtungen
Waffle-Pack-Spender
Bestlickungseinrichtungen, sonstige spezielle

Produktion

Bestiickungslinien

Bestiickungszellen

Fertigungsstrafien fir Aufbau, Bestiickung, Verbindung usw.
Roboterzellen fiir Verkettung

Handhabungstechnik
Materialzufithrungssysteme

Vibrationsforderer

Greif- und Spannsysteme

Be- und Entladevorrichtungen fiir Maschinen/Stationen
Teile-Transfersysteme
Schittgut-Bauelement-Zufiihrungsmodule
Puffersysteme fiir Handling
Verkettungs-/Transfereinrichtungen, sonstige
Automatisierung

Handhabungseinrichtungen, Baugruppen-

Be- und Entladeeinrichtungen fiir Baugruppen
Bussysteme fiir die Automatisierung
Prozessautomatisierungsausstattungen, sonstige
Roboter- und Handhabungssysteme fiir Materialfluss,
Lager und Logistik

Roboter

Gelenkroboter

Industrieroboter, sonstige

Knickarmroboter

Koordinaten-Roboter

Portalroboter

Schwenkarmroboter

Handhabungssysteme fiir Materialfluss, Lager und Logistik
Handhabungseinrichtungen, Baugruppen-

Be- und Entladeeinrichtungen fiir Baugruppen
Fuhrungselemente und -systeme
Handling-Einrichtungen, sonstige

Inertgaslagerung

Leittechnik

Mess-, Melde- und Steuersysteme
Uberwachungssysteme, prozessspezifische

Mess-, Melde- und Steuersysteme, sonstige
Positioniersteuerungen

Leittechnik-Einrichtungen, sonstige
Regeleinrichtungen, sonstige anwendungsspezifische

L6t- und Hilfsstoffe
Lote, bleihaltig

Lote, bleifrei

Lotpasten, bleihaltig
Lotpasten, bleifrei
Flussmittel fiir das L6ten
L6tanschlussteile
Inertgas, Reinigungsgase
Léthilfsstoffe, sonstige

Pastendrucker und Schablonen
Dispenser fiir Lotpasten
Siebdruck-Einrichtungen
Auftragseinrichtungen, sonstige
Schablonen fiir Ltpastendruck
Schablonen fir Létpastenauftrag

10.2.6

10.3

10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5

10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.4.7
10.4.8
10.4.9
10.4.10
10.4.11
10.4.12
10.4.13
10.4.14

10.5

10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.5.6
10.5.7
10.5.8
10.5.9

10.6
10.6.1
10.6.1.1
10.6.1.2
10.6.1.3
10.6.1.4
10.6.1.5
10.6.1.6
10.6.1.7
10.6.1.8
10.6.1.9
10.6.1.10
10.6.2
10.6.2.1
10.6.2.2
10.6.2.3
10.6.2.4
10.6.2.5
10.6.2.6
10.6.2.7
10.6.2.8
10.6.2.9
10.6.2.10
10.6.3
10.6.3.1
10.6.3.2
10.6.3.3

1.1
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Nanobeschichtete SMD-Schablonen

Lotgerate

L6tkolben und -stationen
HeiBluftidtgerate
Impuls-Létgerate
Schutzgas-Handlotplatze
Lotgeréate, sonstige

Létanlagen
Reflow-L6tmaschinen
Dampfphasen-Létmaschinen
Laser-Lotsysteme
Licht-L6tsysteme
Wellenlétmaschinen
Flussmittelfreie Lotanlagen
Selektividtanlagen
Létroboter
Vakuum-L6t6fen
Induktions-Lotanlagen
Widerstandslotanlagen
Tauchléteinrichtungen
Warmverstemmanlagen
Lotanlagen, sonstige

Lottechnik-Zubehor
Lotrahmen, -masken
L6trahmen-Reinigungssysteme
Schutzgastechnik
Vorwarmemodule fiir Lotstrallen
Lotspitzenreinigungsgeréate
Nachschmelzeinrichtungen
Lotdampf-Absauggerate
Lotspitzen

Loéttechnik-Zubehdr, sonstiges

Kleben, Dispensen, Lackieren, Beschichten
Kleb- und Hilfsstoffe

SMD-Klebstoffe

Acryl-/Epoxydklebstoffe

Schmelzklebstoffe

Klebstoffe, anisotrope

Klebstoffe, elektrisch leitende

Klebstoffe, warmeleitende

Wérmeleitpasten

Klebebander

Isolierb&nder

Klebstoffe, sonstige

Klebstoff-Verarbeitungs- und Auftragseinrichtungen
Dispenser fiir Klebstoffe

Dosierautomaten
Kleinstmengen-Dosiereinrichtungen
Mehrkomponenten-Dosiereinrichtungen
Klebebandspender

Aushértestrecken fir Kleber
Heilsiegelpressen, Kleber-

Schablonen fiir SMD-Klebstoffauftrag
HeiRsiegelmaschinen
Klebstoff-Verarbeitungseinrichtungen, sonstige
Beschichtungsgeréte
Flussmittelauftragseinrichtungen
Lackiermaschinen

Auftragseinrichtungen, sonstige

Inspektion und Bildverarbeitung

1



S

L 4

g
v

Weltleitmesse fiir Entwicklung
und Fertigung von Elektronik

18.-21. November 2025
Trade Fair Center Messe Miinchen

productronica 2025

productronica.com

Nomenklatur

11.11
1.1.141
1.1.1.2
1113
1.1.14
1.1.15
11.1.1.6
1117
1.1.1.8
1.1.1.9
11.1.1.10
1111
1.1.1.12
11.1.1.13
1.1.1.14
11.1.1.15
11.1.1.16
11.1.2
11.1.21
1.1.2.2
1.1.23
11.1.24
11.1.2.5
11.1.2.6
1.1.27
11.1.2.8
11.1.2.9
11.1.3
11.1.31
11.1.3.2
11.1.3.3
11.1.4
11.1.41
11.14.2
1.143
1.144
11.14.5
11.1.4.6
1.147
11.148
11.1.4.9
11.1.4.10
11.1.5
11.1.51
11.1.5.2
11.1.5.3
11.154
11.15.5
11.1.5.6
11.1.5.7
11.15.8
11.15.9
11.1.5.10
11.1.5.11
11.1.5.12
11.1.5.13
11.1.5.14
11.1.5.15
11.1.6
11.1.6.1
11.1.6.2
11.16.3
11.16.4

Inspektionssysteme
Lotpasten-Inspektionssysteme
Flux-Inspektionssysteme
Bump-Inspektionssysteme
Bestlickungs-Inspektionseinrichtungen
Optische Inspektionssysteme
Oberflachen-Sichtpriifungssysteme
2D/3D-Inspektionssysteme, sonstige
Réntgen-Inspektionssysteme
Roboter-Sichtsysteme
Beinchengeometrie-Priifer fir ICs
Waferbond-Inspektionssysteme
Optische Inspektionssysteme, sonstige
Multilayer-Innenlagen-Inspektionssysteme
Fotomasken-Inspektionssysteme
Finish-Inspektionssysteme fiir unbestiickte Leiterplatten
Conformal Coating Inspektionssysteme
Bildverarbeitung

Kamerasysteme zur Bildverarbeitung
Halbleiterkameras (CCD)

Kameras flir Beobachtungszwecke, sonstige
Warmebildsysteme
Rontgenbildsysteme
Bildverarbeitungszubehor
Bildanalysesysteme, sonstige
Bildverarbeitungssysteme, sonstige
Druckbild-Kontrollsysteme
Erkennungssysteme

Teile/Muster erkennende Systeme
Positionserkennungssysteme
Farberkennungssysteme

Mikroskopie

Stereomikroskope
Kontroll-/Messmikroskope

Konfokale Mikroskopsysteme
Videomikroskope
Projektionsmikroskope
Rastersondenmikroskope
Elektronenmikroskope
Ultraschallmikroskope
WeiRlichtinterferometer

Mikroskope, sonstige

Optische Gerdte und Systeme

Lupen

Scanner-Einrichtungen

Projektoren

VergroRerungsgerate

Faseroptiken

Automatisierte optische Testsysteme (AOI)
Automated X-ray inspection (AXI)
3D-Lasermess-Systeme

Technische Endoskope

Einrichtungen zur Schiiffbildherstellung
Schiiffbild-Untersuchungseinrichtungen
Réntgenfluoreszenzmessgerate
Optische Testeinrichtungen, sonstige
Optische Messmittel, sonstige
Sichtprifungshilfsmittel, sonstige
Beleuchtung

Mikroskopbeleuchtung
Beleuchtungssysteme fiir Bild-/Mustererkennungssysteme
Stroboskope

Gerate zur Bild-/Mustererkennung und -verarbeitung, sonstige

11.2
11.21
1.2.141
1.21.2
1.21.3
1.214
1.215
11.2.16
1.21.7
11.21.8
11.2.2
11.2.21
1.222
1.223
11.224
11.2.25
11.2.26
11.2.3
11.2.31
11.23.2

11.3
11.31
11.3.11
11.3.1.2
11.3.13
11.3.2
11.3.21
11.3.2.2
11.3.23
11.3.24
11.3.25
11.3.3
11.3.3.1
11.3.3.2
11.3.3.3
11.3.4
11.3.4.1
11.34.2
11.343
11.3.5
11.3.5.1
11.35.2
11.35.3
11.354
11.3.6
11.3.6.1
11.3.6.2
11.36.3
11.3.6.4
11.3.7
11.3.71
11.3.7.2
11.3.73

11.3.74
11.3.75
11.3.7.6
1.3.7.7

11.4
11.41
11.4.11
1.4.1.2
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Werkstoffpriifung

Stoffanalyse

Druck-/Zug-Priifgerate

Harteprifer

Thermische Analysegerate

Elektrische Eigenschaften, sonstige Testgeréte fiir
Gasanalysatoren
Kontaminierungs-Kontrolleinrichtungen
Wafer-Charakterisierungs-Einrichtungen
Analysegerate, sonstige
Oberflachenanalyse

Sauberkeitspriifer fiir Oberflachen
Ebenheitserfassungsgerate

Optische Profilometer
Rauhtiefenmessgerate
Topographiepriifgerate
Oberflachenpriifgerate, sonstige
Formanalyse

Passgenauigkeitsprifer
Formpriifeinrichtungen

Messen nichtelektrischer GroRen
Messen/Priifen geometrischer GroRen
Langenmessgerate
Schichtdickenmesser
Bohrlochprifgerate

Mechanische GroRen

Kraftmesser

Druckmesseinrichtungen
Vakuum-Messgerate

Bondkrafttester (CAW, COB, COF)
Schertester

Zeit und zeitabhdngige GroRen
Arbeitsmessgerate

Durchflussmessung
Beschleunigungsmesser

Thermische GroRen
Temperaturmesser
Temperaturprofilmesser
Mikrothermographen, beriihrungslose
Umwelt-GréRen

Klimamessgerate

Klimasensorik

Schallpegelmesser
Schock-Vibrationsmesser

Chemische und biologische GroRen
Badanalysatoren fiir Galvanik
pH-/Redox-Bestimmung
0,-Uberwachungssysteme
Gaskonzentrationsmesser

Optische GroRen

Optische Spektrumanalysatoren
Optische Multimeter
Lichtwellenleiter-Messtechnik,

sonstige

Spektroskopie-Ausstattungen
Probenvorbereitung fiir Spektroskopie
Kalibriersysteme fiir nichtelektrische Systeme
Zubehr fiir nichtelektrische Mess-Systeme

Messen elektrischer GroRen
Messgerite der allgemeinen Messtechnik
Spannungsmesser

Strommesser

12



S

&%OQQ

14

Weltleitmesse fiir Entwicklung
und Fertigung von Elektronik

18.-21. November 2025
Trade Fair Center Messe Miinchen

productronica 2025

productronica.com

Nomenklatur

1.4.13
11.4.14
11.41.5
11.4.1.6
1417
1418
11.41.9
11.4.1.10
11411
11.4.1.12
11.41.13
11.4.1.14
11.4.1.15
11.4.1.16
11.41.17
11.4.1.171
141172
1141173
141174
1141175
11.41.176
141177
11.41.17.8
11.4.1.17.9
11.4.2
11.4.21
1422
1423
143
11.4.4
11.4.441
11442
11443
11444
11445
114456
1447
11448
11.45
11.4.6
11.4.6.1
11.4.6.2
11463
11464
11.4.6.5
11.4.6.6
11.4.7
11.4.71
11.4.7.2
11473
1.4.74
11.4.75
11.4.7.6
1477
11.4.8
11.4.8.1
11.4.8.2
11.4.83
11.4.84
11485
11.4.8.6
11.4.9
11.4.10

Leistungsmessgerate

Multimeter, Voltmeter
Widerstandsmesser
Kapazitatsmesser

Induktivitatsmesser
Impedanzmessgerate
Funktionsgeneratoren
Signalgeneratoren

Pulsgeneratoren

Oszilloskope, analoge

Oszilloskope, digitale
Zeit-IFrequenz-Messgerate
Stromsenken fir Laborzwecke
Flickermessgerate IEC 1000-3-3
Schaltsysteme

Relais-Schaltsysteme

PCI Schaltsysteme

PXI Schaltsysteme

LXI Schaltsysteme

VXI Schaltsysteme

GPIB/IEC-625 Schaltsysteme
Relais-Multiplexer

Messgerate, sonstige

Kalibrier- und Eicheinrichtungen
Zubehor fiir die allgemeine Messtechnik
Testkabel

Tastkopfe

Zubehor, sonstiges

Audio-Messgerate

HF-Messgerate

Signalgeneratoren
Wobbelgeneratoren
Leistungsmessgeréate
Spektrumanalysatoren
Messempfanger
Netzwerkanalysatoren, skalar/vektoriell
Rauschzahl-Messgerate
HF-Messgerate, sonstige
Mikrowellen-Messeinrichtungen
Zubehor fiir HF-Messgeréte
HF-Messkabel

Messbriicken
Reflektionsmessbriicken
Kalibrier-Satze
Hochfrequenz-Tastkopfe

Zubehér fiir HF-Messgeréte, sonstiges
EMV-Messtechnik
Leistungsverstarker

Antennen

Messempfanger

Feldstarkemesser
EMV-Messplatzeinrichtungen
ESD-Tester

Prifung elektr./magnet. Eigenschaften, sonstige Gerate fiir
Mobilfunkmesstechnik

Messplatze fiir analoge Mobilfunksysteme
Messplatze fir digitale Mobilfunksysteme
Signalgeneratoren fiir digitalen Mobilfunk
Analysatoren fiir digitalen Mobilfunk
Funkversorgungsmesssysteme
Typprifsysteme

Digitalmesstechnik, sonstige
Kommunikationsmesstechnik

11.4.10.1
11.4.10.2
11.4.10.3
11.4.10.4
11.4.11

11.4.111
11.4.11.2
14113
11.4.11.4
11.4.12

11.4.121
11.4.12.2
11.412.3
11.4.12.4
11.4.12.5
11.4.12.6
11.4.12.7
11.4.13

11.4.131
114132
11.4.13.3
11.4.13.4
11.4.13.5

11.5
11.51
11.5.11
11.51.2
11.51.3
11.5.14
11.5.15
11.5.1.6
11.51.7
11.5.1.8
11.5.1.9
11.5.1.10
11.5.2
11.5.2.1
11.5.2.2
11.5.2.3
11.5.24
11.5.2.5
11.5.2.6
11.5.2.7
11.5.2.8
11.5.2.9
11.5.2.10
11.5.2.11
11.5.2.12
11.5.2.13
11.5.2.14
11.5.3
11.5.3.1
11.5.3.2
11.5.3.3
11.5.34
11.5.4
11.5.4.1
11.54.1.1
11.54.1.2
11.54.1.3
11.54.1.4
115415
11.54.1.6
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SDH/Sonet-Messtechnik
LAN-Analysatoren
PCM/PDH-Messtechnik
Fernseh-/Rundfunkmesstechnik
Bus-Testsysteme
CAN-Bus-Messsysteme
USB-Bus-Messsysteme
PCI-Bus-Messsysteme
Feld-Bus-Messsysteme
Peripherie

Labor-Netzgerate

Multiplexer fir Messzwecke
Messdatentibertragungseinrichtungen
Datenlogger
Labormesstechnik-Zubehdr
Normale zum Messen/Priifen
Messwerterfassungssysteme
SchutzmaBnahmen-Testgerate
Erdungsprifgerate
Isolationspriifer
Kurzschluss-Lokalisiergerate
Sicherheitstestsysteme (VDE, UL, TUV usw.)
Induktions-Hochspannungsprifer

Mess- und Priifsysteme
Messsysteme zur Bauelementepriifung
Testsysteme fiir passive Bauelemente
Testsysteme fiir Wickelguter
Relais-Tester

Halbleitertestsysteme

|C-Tester, digitale

|C-Tester, analoge
Mixed-Signal-Testsysteme

CPU-Tester

Memory-IC-Tester
Halbleiter-Burn-in-Testsysteme
Testsysteme fiir Baugruppen und Hybride
Bare-Board-Tester

Substrattester

Verdrahtungspriifgerate
Kabelbaumpriifgerate

Signaturtester

In-Circuit-Tester

Funktionstester

Kombinationstester (In-Circuit + Funktion)
Adapterlose Testautomaten
Stromversorgungstester

Tastaturentester

Boundary-Scan-Tester
Burn-in-Baugruppentester
Wafer-Testsysteme

Testsysteme fiir die Photovoltaik
Solar-Simulatoren (Flasher)
PV-Simulatoren, Kennlinienanpassung fiir Wechselrichter
Testsysteme fir Wechselrichter
Testsysteme fiir die Photovoltaik, sonstige
Automatisierte Testsysteme fiir spezielle Aufgaben
Optischer Test

Optische Leiterplatten-Testsysteme
Rontgen-Testsysteme
Lotpastendruck-Testautomaten
Lotstellen-Inspektionsautomaten
Optischer Anzeigentest

Optische Testmittel, sonstige

13
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11.5.4.2

11.5.4.2.1
11.54.2.2
11.54.2.3
115424
115425
11.54.2.6
11.5.4.3

11.5.4.31
115432
115433

11.6
11.6.1
11.6.1.1
11.6.1.2
11.6.1.3
11.6.14
11.6.1.5
11.6.1.6
11.6.2
11.6.2.1
11.6.2.2
11.6.2.3
11.6.24
11.6.2.5
11.6.3
11.6.3.1
11.6.3.2
11.6.33
11.6.34
11.6.3.5
11.6.3.6

1.7
11.71
1.7.11
1.7.1.2
1.713
1.7.14
11.7.2
11.7.21
1.7.22
1.723
1.7.24
11.7.3
11.7.31
11.7.3.2
11.7.3.3

12.1
1211
12111
12.1.1.2
12113
12114
12115
12.1.1.6
12.1.2
12.1.21
12.1.2.2
12.1.2.3
12.1.24
12.1.25

Elektrischer Test
Hochohm-Tester fir R und |
Hochspannungspriifautomaten
Leistungshalbleiter-Testautomaten
Elektro-optische Funktionstester
In-line-Teststationen

Elektrische Testautomaten, sonstige
Prozessmesstechnik
Lotbarkeitspriifer

Reflow Profiler
Prozessmesstechnik, sonstige

Férderung, Handhabung, Priifadapter
Handhabung

SMD-Handler fiir Testzwecke
In-line-Handling-Einrichtungen
Wafer-Prober

Stempeleinrichtungen
Board-Handling-Systeme
Handling-Systeme, sonstige

Testhilfen

Teststifte

Testsockel fir Bauelemente

Probe Cards

Testkopf-Positioner

Priifouchsen, Schaltschiitze und Zubehor
Adapter

Hydraulische Adapter fiir unbestiickte Schaltungstrager
Vakuum-Nadeladapter
Niederhalteradapter

Pneumatische Adapter
Abtast-Testadapter (Moving Probe)
Nadelkarten

Labor-/Priiffeldausriistung
Simulation der Rahmenbedingungen
Netzstérungs-Simulatoren
Sonnensimulationseinrichtungen fiir Testzwecke
Vibrationsprifeinrichtungen
Priiffeldeinrichtungen, sonstige spezielle
Umweltsimulation

Temperatur und Klimaprifschranke
Stress-Screening und Schocktestkammern
Priifstande und begehbare Grofiraumanlagen
Umweltsimulationsmittel, sonstige
Labormesstechnik
Labormesstechnikhilfsmittel, elektrische
Labormesstechnikhilfsmittel, nichtelektrische
Labormesstechnik-Zubehdr, sonstiges

Reparatur und Nacharbeit
Verbrauchsmaterial

Sprays fiir die Elektronik
Reifverschlussummantelungen
Schrumpfprodukte

Schutzrohre und -schlduche
Isolierschlduche
Rework-Hilfsstoffe
Reparatursysteme
Entlét-/Nachléteinrichtungen
Lotpastensysteme
SMT-Reparaturplatze
Teilautomatisierte Reparaturplatze
Laser-Reparaturarbeitsplatze

12.1.2.6
12.1.2.7
12.1.2.8
12.1.3

12.1.31
12.1.3.2
12.1.33
12.1.34
12.1.3.5
12.1.4

12.1.41
12.1.4.2

12.2

12.3
12.31
12.3.2
12.3.3
12.3.31
12.3.32
12.3.3.3
12.3.34
12.3.3.5
12.3.3.6
12.3.3.7
12.3.3.8

12.34
12.3.5
12.3.5.1
12.3.5.2
12.3.5.3

12.4
1241
124.2

12.5
12,51
12.5.1.1
12.5.1.2
12.5.1.3
1252
12.5.3
12.5.3.1
12.5.3.2
12.6.3.3
1254
12.5.5
12.5.5.1
12552
12.5.5.3
12.5.5.4
12.6.5.5
12.6.5.6
12.5.5.7
12.5.5.8
12.6.5.9
12.5.5.10
12.5.5.11
12.5.5.12
12.5.5.13

12.6
12.6.1
12.6.2
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Schweillgerate firr die LTP-Reparatur
HeiRluftgerate

Reparaturplatze, sonstige
Handwerkzeuge
Bestiickungs-Handwerkzeuge
Druckluft-Handwerkzeuge
Elektro-Handwerkzeuge
Handwerkzeuge
Sonderhandwerkzeuge der Elektronik
Werkzeuge, sonstige
Pneumatikschneider
Sondermaschinen

Programmiergerate, Speicher-BE

Schutzbeschichten und VergieRen
Anlagen zur Schutzlackierung
Impragnieranlagen

VergieRanlagen
Durchlauf-Spritzgussautomaten
Misch-/Dosieranlagen zum VergieRen
VakuumvergieRanlagen
AtmospharenvergieRanlagen

Labor- und Spezialvergieftanlagen
Druckgelieranlagen (ADG)

Lager und Fordereinrichtungen fiir GieRharze
Zusatzeinrichtungen der VergieRtechnik,
sonstige

Trockner und Aushartesysteme
Schutzbeschichtungs-Mittel

Schutzlacke

Vergussmassen

Schutzmittel, sonstige

Hybride
Einbrenndfen
Lasertrimmer

Gehause

Systemschranke

19-Zoll-Gestelle und -Schrénke
Schaltschrénke

Systemschranke fiir die Telekommunikation
Kleingeh&use, sonstige
Sondergehéuse

Sonderumhdillungen fiir Bauelemente
Gehéuse fir Gerate, sonstige
Sondergehause, sonstige
Isolierdurchfiihrungen, Glas- und sonstige
Gehéusezubehor
Leiterplattenfiihrungen

Frontplatten fiir BG/Gerate

Frontplatten, kundenspezifische
Gehéausedichtungen

Drehknopfe

Gummi- und Kunststoffteile fiir Gehduse
Distanz-/Isolierdistanzmontageteile
Gehéause-Abdeckkappen
Kabeldurchfiihrungen
Gehausezubehdr, sonstiges

Gleitlager

Griffe, Gehause-
Wérmeabschirmungsmittel

Elektronik-Schutzmittel (EMV/ESD)

EMV-leitungsgefihrt
EMV-gestrahlt
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12.6.2.1  Abschirmungen (EMV)

126.22  Gehause mit EMV-Schutz

12.6.2.3  HF-Dichtungsprofile

12.6.24  Polymer-Dichtungen fiir Gehause
12.6.3 EMP-Schutzeinrichtungen

12.6.4 ESD-Schutzeinrichtungen
126.4.1  ESD-Matten

126.4.2  ESD-Bdden

12.6.4.3  ESD-Schutzeinrichtungen, sonstige
12.6.5 Schutzkomponenten, sonstige

13.1 Montage- und Handhabungstechnik,

Advanced Packaging
13.11 Montageanlagen, -zentren
13.1.2 Montagekomponenten, -hilfsmittel
13.1.3 Montageeinrichtungen
13.14 Verkettungs- und Transporteinrichtungen
13.1.5 Positioniersysteme
13.1.6 Montageautomaten
13.1.7 Industrieroboter
13.1.8 Serviceroboter
13.1.9 Komponenten fiir Robotersysteme

13.1.10 Robotik-Montagestrecken
13.1.11 Montage- und Handhabungstechnik, sonstiges
13.1.12 Hybrid Bonding Systems

13.2 Antriebstechnik

13.21 Motoren

13.2.11 AC-Motoren

13.2.1.2  Blrstenlose Motoren

13.2.1.3 DC-Motoren

13214 Drehmomentmotoren

13.2.1.5  Kleinstmotoren

13.21.6  Schrittmotoren

13.21.7 Linearantriebe

13.21.8  Magnetantriebe

13219  Stellantriebe, sonstige

13.2.2 Getriebe, Getriebemotoren
13.2.3 Sonstige Antriebe

13.2.3.1 Translatorische Direktantriebe
13.2.3.2 Pneumatische Stellantriebe
13.2.3.3  Positionierantriebe, sonstige
13.24 Zubehor fiir die Antriebstechnik
13.2.41 Treiberplatinen

13.24.2  Elektromotor-Steuerungen/-Regelungen
13243  Walzlager

13.2.4.4  Schienenfihrungen

13.24.5  Kugelblichsenfliihrungen
13246  Linearfiihrungen

13.24.7  Linearsysteme

13.24.8 Gewindetriebe
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14.2 Einkauf, Supply Chain Management

14.3 Warenwirtschaftssysteme
14.4 Logistikmanagement
14.41 Beratung und Planung fiir das Logistikmanagement

14411 Fachvereinigungen und -verbande

14.4.1.2  Beratung firlogistische Problemlosungen

14.4.2 Engineering, Entwicklung und Planung fiir die Logistik
14.4.2.1 Materialflussplanung

14.4.2.2  Produktionsplanung und -steuerung (PPS)

144.2.3  Prozessoptimierung

14424  Qualittsanalyse

14.5 Materialflusssteuerung

14.51 Produktionsplanung- und Steuerung
14511 MRP/Material Required Planning

14512  ERP/Enterprise Resource Planning
14513  CIM/Compunter integrated Manufacturing
14514  APS/Advanced Production Scheduling
14515  MES/Manufacturing Execution System
14.5.2 Kennzeichnung und Identifikation
14.5.21 Drucken, Beschriften

14.5.2.1.1  Bedruckungseinrichtungen, sonstige
14.5.2.1.2  Strichcode-Drucksysteme

14.5.2.1.3 Tintenstrahl-Beschriftungseinrichtungen
14.5.2.1.4  Graviereinrichtungen

14.5.2.1.5 Laserbeschriftungssysteme fir BE
14.5.2.2 Schilder, Etikettierung

145.2.2.1 Rollenetiketten

14.5.2.2.2  Selbstklebe-Etiketten/-Schilder
14.5.2.2.3 Strichcode-Etiketten

145.2.2.4 Metallschilder

14.5.2.3  RFID-Systeme

14.5.2.3.1 Transponder aktiv

14.5.2.3.2 Transponder passiv

14.5.2.3.3 Smart Label Systeme

145234 Lesegerate, -stationen

14.5.2.3.5 Systemintegration

14.5.2.4  Sonstige Kennzeichnungssysteme
14.5.2.4.1 Berlhrungslose Kennzeichnungssysteme
14.5.2.4.2 Codiersysteme

14.5.2.4.3 Laserbeschrifter

14.5.2.44  Bedruckungssysteme fiir LTP

14.5.2.4.5 Etikettiereinrichtungen und -mittel, sonstige
14.5.2.4.6 Kennzeichnungsgerate und -mittel, sonstige
14.5.3 Identifikation

14.5.3.1 Laser-Scanner

1453.2  Kontaktlose Identifikationsmittel

14.5.3.3  Software fir Kennzeichnung/Identifikation
145.34  Barcode-Leser

14535  Identifikationssysteme, sonstige

14.6 Transport- und Fordertechnik
14.6.1 Vertikalforderer und Hubgerate

13.3 Systeme zur Betriebsdatenerfassung (BDE) 14.6.2 Stetigforderer

13.31 Produktion 14.6.3 Transporteinrichtungen, sonstige

13.3.2 Baugruppen zum Steuern und Regeln 14.6.4 Lade- und Forderhilfsmittel, sonstige

1333 SPS-Baugruppen 14.7 Lagertechnik und Kommissionierungssysteme
13.34 Steuerungen, programmierbare 14.71 Paletten, Behilter und Container

13.3.5 Steuerungen, Stetigsignal-

14.1 Informationsbeschaffung
14.1.1 Demand Forcast Tools
14.1.2 Real-time Communication Platforms

14,711 Magazine und Kassetten

14.71.2  Paletten und Palettiersysteme

14.71.3  Spulenablage, SMD-

14.71.4  Bauelemente-Bereitstellungseinrichtungen
14.71.5  Kommissioniereinrichtungen

14.71.6  Lagereinrichtungen, sonstige

14.71.7  Transportbehalter
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14.7.2 Behalter und Aufbewahrung fiir Leiterplatten
14.7.21 Leiterplattenbehalter

14722  Leiterplattenkoffer

14723  Leiterplattenmagazine

14.7.24  Schablonenaufbewahrungseinrichtungen
14.7.2.5  Filmaufbewahrungseinrichtungen

14726  Behélter, sonstige

14.7.3 Regale und Lagersysteme

14.7.31 Fachbodenregale

14.7.3.2  Durchlaufregale

14.7.3.3  Paletten- und Hochregallager

14.7.34  Karusselllager

14.7.3.5  Paternoster-Lagerautomaten

14.7.3.6  Kleinteilelager

14.7.4 Kommissionier-, Sortier-, Verteiltechnik
14.7.41 Kommissionier-Regale

14742  Kommissionier-Fahrzeuge und -Geréte
14.74.3  Automatische Kommissionier-Systeme

14.8 Verpackungstechnik
14.8.1 Materialien
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14.8.1.1  Verpackungsmaterialien

14.8.1.2  Blistergurtbander

14.8.1.3  Verdeckelungsband fur Blistergurte

14.8.1.4  Bandspulen fiir Bauelement-Gurtung

14.8.1.5  Wiederverwendbare Verpackungen

14.8.1.6  Kartonagen

14.8.2 Verpackungstechnik

14.8.21  Verpackungsmaschinen zur Bauelementeverpackung
14.8.2.1.1  Gurtungseinrichtungen

14.8.2.1.2  Verpackungsmaschinen zur Bauelementeverpackung
14.8.2.2  Maschinen zur Einrichtung und Bildung von Ladeeinheiten
14.8.2.2.1 FolienschweiBanlagen

14.8.2.2.2 Roboter fiir die Verpackungstechnik

14.8.2.2.3 Verpackungsmaschinen, sonstige

14.9 Komplettlosungen und schliisselfertige Anlagen
fiir die Logistik
14.9.1 Planungsleistungen fiir Logistiksysteme

14.9.2 Consulting fiir Logistiksysteme
14.9.3 Lieferung schliisselfertiger Anlagen

D Cluster Cables, Coils & Hybrids

15.1 Kabel-, Drahtbearbeitung
15.1.1 Abmantelungseinrichtungen

15.1.2 Abisoliereinrichtungen

15.1.3 Drahtabléng-Einrichtungen

15.1.4 Schneideinrichtungen fiir Drahtenden
15.1.5 Drahtbiegegerate

15.1.6 Drahtkennzeichnungsgerate
15.1.7 Kabelwickelanlagen
15.1.8 Kabelkonfektionieranlagen

15.1.9 Kabel- und Drahtbearbeitungsmittel, sonstige
15.1.10 Kabel-Konfektionierungseinrichtungen
15.1.11 Verdrillungsgerate (Litzen)

15.1.12 Waérmebehandlung

15.1.12.1  Spannungsarmgliihen

15.1.12.2  sonstige

15.2 Verdrahtungswerkzeuge

15.21 Draht-Quetschgeréte

15.2.2 Kabelbaum-Herstellungseinrichtungen
15.2.3 Ultraschall-SchweiBanlagen fiir Kabelbaume

15.2.4 Widerstands-Schweianlagen fiir Kabelbdume
15.2.5 Kabelstripper

15.2.6 KabelspleiRgerate

15.2.7 Verdrahtungsmaschinen

15.2.8 Verdrahtungs-Hilfsmittel

15.2.9 Koax-Stripper

15.2.10 Kabelhalter und -flihrungen

15.2.11 Verdrahtungswerkzeuge, sonstige

15.3 Kabelverarbeitungseinrichtungen
15.31 Crimp-Werkzeuge

156.3.2 Crimp-Tischpressen

15.3.3 Crimp-Gerate/-Maschinen, sonstige
15.3.4 Post Crimp Létmaschinen

156.3.5 IDC-Konfektionierwerkzeuge

15.3.6 Koax-Konfektionierwerkzeuge

15.3.7 LWL-Konfektionierwerkzeuge

15.4 Sonstiges

1541 Kabelringbindemaschinen

15.4.2 Kontaktierungsgerate, sonstige

15.4.3 Steuerungssysteme fiir Kabelkonfektionierungsanlagen
15.5 Kabelschutzeinrichtungen

15.5.1 Wellrohrverarbeitungsmaschinen

15.5.2 Schrumpfschlauch

15.5.3 Kabelbaumschutzeinrichtungen, sonstige

15.6 Verarbeitungseinrichtungen

fiir Kabelschutzeinrichtungen
15.6.1 Wellrohr
15.6.2 Wellrohr, geschlitzt

15.7 Technik fiir I16sbare Verbindungen, Steckverbinder
15.7.1 Anschlussleisten

15.7.2 Einzel-Litzenverbinder

15.7.3 Flachkabelverbinder

15.7.4 Kabel mit Steckern

15.7.5 Kabelschuhe

15.7.6 Aderendhiilsen

15.7.7 Kerbverbinder und Zubehdr

15.7.8 Klemmen

15.7.9 Lackdrahtverbinder

15.7.10 Steckerstifte und -buchsen

15.7.11 Stecksockel/-fassungen aller Art
15.7.12 Steckverbinder fiir Hausgeratetechnik
15.7.13 Steckverbinder fiir Industrieelektronik
15.7.14 Steckverbinder fiir Kfz-Technik

15.7.15 Steckverbinder fiir Labor-/Priftechnik
15.7.16 Steckverbinder fiir Luft- und Raumfahrt
15.7.17 Steckverbindungselemente, sonstige
15.7.18 Steckverbinder, sonstige komplette

16.1 Werkstoffe der Wickeltechnik

16.1.1 Spulenkdrper

16.1.2 Schnitt- und Ringbandkerne

16.1.3 Lackdrahte, Kupfer-, Silber-

16.1.4 Supraleitende Drahte

16.1.5 Transformatoren-Herstellungsmittel, sonstige
16.1.6 Werkstoffe der Wickeltechnik, sonstige
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16.2 Fertigungsgerite fiir Wickelgiiter
16.2.1 Statorspulenwickelmaschinen

16.2.2 Feindraht-Wickelautomaten

16.2.3 FertigungsstraBen fir Wickelguter

16.2.4 Handwickelmaschinen

16.2.5 Lagenwickelmaschinen

16.2.6 Linear-Wickelautomaten

16.2.7 Modulare Wickelsysteme

16.2.8 Ringwickelmaschinen

16.2.9 Schweil-/L6tanlagen fiir Wickelgiteranschliisse

16.2.10 Transfer-Wickelroboter

16.2.11 Tischwickelmaschinen

16.2.12 Haspelgerate

16.2.13 Spulenwickelmaschinen, sonstige
16.2.14 Spulen-Herstellungsmittel, sonstige
16.2.15 Werkzeuge der Wickeltechnik, sonstige

16.3 Anwendungsbereiche fiir Wickelgiiter
16.3.1 Elektromotoren

16.3.2 Generatoren

16.3.3 Transformatoren

16.3.4 Relais

16.3.5 Elektromagnete

16.3.6 Wickelgter fur aktuatorische Zwecke, sonstige
16.3.7 Wickelguter fur sensorische Zwecke, sonstige
171 Werkzeug- und Formenbau

1711 Formenbau, Werkzeugbau

17.1.2 Rapid Prototyping

17.1.3 Werkzeug- und Formenbau, sonstige

17.2 Werkzeuge, Werkzeugtechnik

17.21 Folgeverbundwerkzeuge

17.2.2 Presswerkzeuge

17.2.3 Schnittwerkzeuge
17.2.4 SpritzgieBwerkzeuge

17.2.5 Stanzwerkzeuge
17.2.6 Tiefziehwerkzeuge
17.2.7 Trennwerkzeuge

17.2.8 Werkzeuge fiir die Biegeumformung
17.2.9 Werkzeuge, sonstige
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17.3.9 Reinigungseinrichtungen

17.4 Stanztechnik
17.4.1 Pressen
17.4.2 Stanzen

1743 Stanzautomaten und -anlagen
1744 Dienstleister Stanzen

17.5 Umformtechnik

17.5.1 Biegeautomaten und -anlagen

17.5.2 Drehmaschinen
17.5.3 Rundbiegemaschinen

17.5.4 Sondermaschinen

17.5.5 Dienstleister Umformen

17.5.6 Ausriistungen, Ersatzteile und Zubehdr fiir die Umformtechnik,
sonstige

17.6 Oberflachentechnik, Veredelung

17.6.1 Atzmaschinen und -anlagen

17.6.2 Beschichtungsmaschinen und -anlagen

17.6.3 Galvanisierungsmaschinen und -anlagen

17.6.4 Markierungssysteme und -einrichtungen

17.6.5 Poliermaschinen und -anlagen

17.6.6 Reinigungsmaschinen und -anlagen

17.6.7 Schleifmaschinen und -anlagen

17.6.8 Dienstleister Oberflachentechnik

17.6.9 Ausriistungen, Ersatzteile und Zubehor fiir

die Oberflachentechnik und Veredelung, sonstige

17.7 KunststoffspritzgieRtechnik
17.71 Aufbereitungsmaschinen und -anlagen
17.7.2 Extruder

17.7.3 Kihlgerate

17.74 SpritzgieBmaschinen und -anlagen
17.7.5 Dienstleister Kunststoffspritzen
17.76 Ausristungen, Ersatzteile und Zubehr fiir die

KunststoffspritzgieRtechnik, sonstige
17.8 Metall/Kunststoff-Verbundtechnologien

17.3 Montage- und Handhabungstechnik, Peripherie 17.9.2 Mess- und Priifgerate

17.31 Ab- und Aufwickelmaschinen

17.3.2 Abstapelanlagen

17.3.3 Feeder, Vorschubtechnik

17.3.4 Fordersysteme

17.3.5 Haspeln

17.3.6 Kiihigerate und -anlagen

17.3.7 Montageeinrichtungen und -systeme
17.3.8 Roboter

17.8.1 Assemblies (in Kunststoff montiert)

17.8.2 Insert (Kunststoff umspritzen)

17.8.3 Metall/Kunststoff-Verbundtechnologien, sonstige

17.9 Prozess- und Qualitdtskontrolle/Automatisierung
17.91 BDE Betriebsdatenerfassungssysteme

17.9.3 Prozessmesstechnik

17.9.4 Prozesssteuerung und Automatisierung

17.9.5 Prozessiiberwachung

17.9.6 Rickverfolgbarkeitseinrichtungen

17.9.7 Sensorik

17.9.8 Steuerungs- und Regeleinrichtungen

17.9.9 Ausrlstungen, Ersatzteile und Zubehér fur die Prozess- und
Qualitatskontrolle, sonstige

E Cluster Future Production — Smart Factory

18.1.6 Mensch-Maschine-Schnittstellen aktiv/passiv (Touch-Displays,
Barcodeleser, RFID-Systeme, Augmented-Reality Gerate usw.)

18.1 Autark vernetzte MikrOSVSteme’_sensor' und 18.1.7 Informationssicherheit/Know-How-Schutz (embedded)
Aktuatornetzwerke, Cyber Physical Systems 1818 Produkt Sicherheit
18.1.1 Autark vernetzte Mikrosysteme, Sensor- und Aktuator-Netzwerke, 18.1.9 Digitaler Zwilling

Drahtlose Sensornetzwerke
18.1.2 5G-Technology
18.1.3 Maschinelles Lernen/Datenanalyse
18.1.4 Cyber Physical Systems (CPS)
18.1.5 Energy harvesting

18.1.10 Anlagen mit integriertem Sensor- und Aktuator Netzwerk,
CPS

18.1.10.1  Condition Monitoring

18.1.10.2  Predictive Maintenance

18.1.10.3  Prozesstiberwachung
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18.2

18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.2.5
18.2.6

18.3

18.3.1
18.3.2
18.3.3
18.3.4
18.3.5

18.4

18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5
18.4.6
18.4.7
18.4.8

18.5
18.5.1
18.5.2
18.6.3
18.5.4
18.5.5
18.5.6
18.6.7
18.5.8
18.5.9
18.5.10
18.5.11
18.5.12
18.5.13

18.6

18.6.1
18.6.2
18.6.3

18.7
18.7.1
18.7.2
18.7.3
18.7.3.1
18.7.3.2
18.7.3.3
18.7.3.4
18.7.3.5
18.7.4
18.7.4.1
18.74.2
18.7.4.3
18.7.5
18.7.5.1
18.7.5.2
18.7.5.3
18.7.5.4
18.7.6
18.7.7
18.7.71
18.7.7.2

Software-Basissysteme und -Entwicklungswerkzeuge
Embedded systems

Entwicklungswerkzeuge

Simulationssysteme

Programmiersysteme

Netzwerke und Kommunikation

Expertensysteme (KI-Technologien)

Maschinen-Software
Maschinen-Steuerungstechnik

Messtechnik (embedded, in Maschinen integriert)
NC/CNC-Bahnsoftware

Bussysteme

Bildverarbeitungs-Software

Fertigungssoftware

Fertigungsleitstand, Prozessleitstand, BDE-Software, MDE
Manufacturing Execution Systems (MES)

Advanced Planning & Scheduling (APS)
Prozessoptimierung und -simulation
Materialfluss-Steuerungen

Automated Process Control (APC)

Fabrikautomation, Cell-Controller

Instandhaltung/Wartung

Unternehmenssoftware
Engineering (CAD, CAM, CAE, EDM, PDM, VR, DMU usw.)
Variantenkonfiguration
Material/Lager/Bestellwesen
Supply Chain Management (SCM)
ERP, PPS, Auftragsabwicklung
Geschaftsprozessmanagement
Projektmanagement

Business Intelligence
Qualitdttsmanagement/-sicherung
Technische Produktdokumentation
Product Lifecycle Management
E-Business/E-Commerce/E-Market
Servicemanagement

Software-Dienstleistungen
Systementwicklung/-integration
Auftragsspezifische Software-Entwicklung
Qualitats- und Projektmanagement

Anwendungsspezifische Software
Prozess-Software fiir die Halbleiter- und Displayfertigung
Prozess-Software fiir die Photovoltaikfertigung
Prozess-Software fiir die Leiterplatten-Herstellung
Gerberdaten-Verarbeitungsprogramme
Bohrdaten-Verarbeitungsprogramme
Leiterplatten-Datengenerierungssysteme
Prifdaten-Verarbeitungsprogramme

Software fiir Schaltungsdruckwerkzeuge, sonstige
Prozess-Software fiir die Bestiickungstechnik
Software fiir die Automatisierung (Besttickungstechnik)
Visualisierungssoftware

Prozess-Software, sonstige

Mess- und Testsoftware

Messtechnik-Software
ATE-Software/-Postprozessoren

Software zur Fehleridentifikation

Software mit Benutzerfiihrung zur Fehlerbehebung
Steuerungssoftware fiir die Materialbearbeitung
Software fiir die Materialflusssteuerung
Lagerverwaltungs- und -steuerungssysteme
Kommissioniersysteme

18.7.7.3
18.7.7.4

191

19.11
19.1.2
19.1.3
19.1.4
19.1.5
19.1.6

19.2

19.21
19.2.1.1
19.21.2
19.2.1.3
19.2.1.4
19.2.2
19.2.2.1
19.2.2.2
19.2.2.3
19.2.2.4
19.2.25
19.2.2.6
19.2.3
19.24
19.2.5
19.2.5.1

19.2.5.2
19.2.5.3
19.25.4
19.2.6
19.2.7

19.3

19.31
19.3.2
19.3.3
19.3.4
19.3.5
19.3.6

19.3.7

19.4.
19.4.1
19.4.2
19.4.3
19.4.31
19.4.3.2
19.4.3.3

20.1

20.1.1
20.1.2
20.1.3
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Produktionslogistiksysteme
Visualisierungssysteme flir Materialfluss und Lagerlogistik

Materialien und Komponenten fiir Batterien

und elektrische Energiespeicher
Kathodenmaterial, Kathoden

Stromableiter

Elektrodenfolien

Russe/Graphite

Materialien und Komponenten fiir Batteriemodule
andere Materialien/Komponenten

Fertigungsgeréte fiir Batterien und elektrische
Energiespeicher

Elektroden- und Separatoren-Fertigungsgerate
Beschichtungsanlagen

Foliengiefanlagen

Trockenanlagen

Pressen

Zellen-Fertigungsgerate

Schneide-Maschinen

Stanz-Maschinen

Stapel-Maschinen

Ableiter-SchweiBmaschinen

Zellen-Versiegelungsanlagen

Entgasungsanlagen

Automatisierung

Montage- und Handhabungstechnik
Batteriemodul-Fertigungsgeréte, Batteriepack-Montage
Anlagen zur Kontaktierung Zellableiter (Lten, SchweiRen,
Schrauben)

Battery Management System und Sensoren-Montageanlagen
Montage- und Handhabungstechnik Batteriepack
Verschraubungsgeréate Batteriepack

andere Fertigungsgeréte fiir Batterien und Energiespeicher
Reinraumtechnik

Inspektions- und Testsysteme fiir Batterien
und elektrische Energiespeicher
Lade-/Entlade-Test

Isolationskontrolle

Lebensdauer-Test, Ageing

Impedanzmessung

Dichtigkeitstestgerate

Batteriesimulatoren fiir Systemtest (Netzpuffer Ereuerbare
Energien, e-mobility usw.)

andere Inspektions- und Testsysteme fiir Batterien und
Energiespeicher

Akkumulatoren

Brennstoffzellen

Supercaps/Ultracaps

Anwendungsbereiche

Mobiler Einsatz, Hochleistungssegment (Automotive, e-mobility)
Mobiler Einsatz, niedrige Leistung (Smart Phone, Laptop etc.)
Stationarer Einsatz (Photovoltaik, regenerative Energien,
Puffersysteme)

Materialien und Komponenten
Substrate

Leitende Materialien

Halbleitende Materialien
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20.14 Dielektrika 20.4.1 Integrierte Schaltkreise (IC)
20.1.5 Verkapselungs-Materialien und Kleber 204.2 Passive Bauelemente
20.1.6 Komponenten fiir hybride Systeme 204.3 Antennen
20.1.7 andere Materialien/Komponenten 2044 RFID-Labels
20.2 Fertigungsgerite 28'3'2 E;iﬁ;ﬁ;’::rBe'e”Chtung
20.2.1 Drucktechnik i
20211 Sisbaruot Maschinen 2047 Inteligente Bausteine/Inteligente Textilien
20:2:1 :2 Ink-Jet-Drucker 204.8 Polymere Elektronik, sonstige Anwendungen
20.2.2 Vakuumprozesse zur Beschichtung
20.2.3 Laser-Beschichtungstechnik . . .
2024 Losungsbasierte Beschichtung (Spin-coating, dip coating usw.) g;l '111 E:sr;:%?:l?egriigerate und Verfahrenstechnik
20.2.5 Rolle-zu-Rolle-Verfahren e ) .
20.2.6 Aufbau- und Verbindungstechnik, Systemintegration 2112 Selecyvg Lasgr 'V'e'““g,
20.2.6.1 Elektrische Kontaktierung (Flip Chip, Bonding usw.) 51 1 2 ?)E;Ft)anlnl_“;gi I?;p::g:se_:;ng
20.2.6.2 Laminiergerate e gitalLt 8 : °
20263  Systemintegration 2115 andere generative Fertigungsverfahren
20.2.6.4  Hybride Systeme (Polytronik) 21.2 Subsysteme und Maschinenkomponenten
20.2.7 andere Fertigungsgeréate 2121 Werkzeuge, Diisen, Druckkdpfe
20.3 Inspektions- und Testsysteme 51 gg ;Igfﬂsxztrteel, ggeﬁg;g:z;en, Verfahreinheiten, Tische
20.3.1 Optische Charakterisierung - ' ) .
20.3.2 Chemische Charakterisierung 2124 andere Subsysteme und Maschinenkomponenten
20.3.3 Qualitats-/Prozesskontrolle 21.3 Materialien
20.34 andere Inspektions- und Testsysteme 21.31 Kunststoff-Filamente
204  Anwendungen und Endgerite 2132 Metal-Granulate
F Overall Production Support
22.21.2  Hartpapier-Formteile/-Halbzeug
22213  Glas-Formteile/-Halbzeug
22214  Hartgewebe
221 Vorprodukte und Halbzeuge, metallisch 22215  Kunststoff-Halbzeug
22141 Bleche, Bénder 22216  Technische Laminate (Tafeln, Rohre, Stabe)
221141 Bander, Metall- 2221.7  Thermoplast-Formteile/-Halbzeug
2211.2  Bleche und Metallfolien 2221.8  Silikone und Silikonteile
221.2 Dréhte 22219  Keramik-Formteile/-Halbzeug, sonstige
22.1.21 Dréhte, blanke 22.2.1.10  Kunststoffteile, sonstige
22.1.2.2  Drahte fiir Bauelemente-Anschllisse 222111 lIsolier-Formteile/-Halbzeug, sonstige
22.1.2.3 Kupferdraht, isoliert 22.2.2 Werkstoffe, sonstige
22.1.24  Silberdraht, isoliert 22221  Abdeckmassen (auch UV-hartbare)
22125  Drahte, Profil- 22222  Dichtstoffe
2213 Federn 22223  Dichtungen
2214 Kunststoffe 22224  Folien fir Isolierzwecke
2215~ Kabel, Leitungen 223 Betriebs- und Hilfsstoffe
22.1.51 Flachkabel 22.3.1 Lacke
251 gg EF-U'tzlinb | 22.31.1  Fotolacke (Resists)
2154 Roa’é'lf b"‘le 22312  Lacke fiir Schutz
e undkabet - 22313  Lotstopplacke
22155  Litzen fiir Netz-/Niederfrequenz 22314  Isolierlacke
22156  Kabel/Leitungen, sonstige 22'3'2' Metalle
gg}g 1 X:”tp_'fd“kte 22321 Edelmetalle
22'1 .6.2 D z :tl e‘l 22.3.2.2  Metalle/Legierungen, rein und hochstrein
e rentele 22323  Metallpulver
22.1.6.3  Stanzbiegeteile 2233 Chemikalien
221 gg i‘eht‘e:g/ira/'zz‘rsg 22331 Elektronik-Chemikalien
e ontaktiefiel-nalbzeug 22.3.3.2  Verfahrenschemikalien, sonstige
22.16.6  Formteile, sonstige 22333 Losungsmittel
22.1.6.7  Mechanische Bauteile, sonstlge . 22334  Chemikalien, sonstige
22.1.6.8  Vorprodukte der Elektrotechnik, sonstige 2234 Isolierstoffe
222 Vorprodukte und Halbzeuge, nichtmetallisch 22341  lIsolierharze
22.21 Halbzeug 22342  Trank-Isoliermittel
22211 Duroplast-Formteile/-Halbzeug 22343  lIsolierstoffe, sonstige
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22.3.5 Kunststoffe

22.3.5.1 Elastomere

22352  Polyester-Werkstoffe
22353  Polyamide

22354  Polymer-Werkstoffe, sonstige
22355  Antistatischer PE-Schaum
22356  Kunststoffe, sonstige

22.3.6 Gase

22.3.6.1 Gase fiir Halbleitertechnik
22.3.6.2  Technische Gase

22.36.3  Gase, sonstige

22.3.7 Betriebs- und Hilfsstoffe, sonstige
22.3.71 Glaspulver

22.3.7.2  Verbundwerkstoffe

224 Betriebsausriistung

22.41 Bekleidung

22411  Antistatikbekleidung

224.1.2  Reinraumkleidung

224.2 Mobiliar

22421 Biiro-/Labormébel

22422  Schwingungsfreie Tische
22423  Labortische

22424  Stehhilfen

2243 Einrichtungen

22431  Arbeitsplatze, spezialisierte
22.4.3.2  Beleuchtungseinrichtungen
22433  Bodenbeldge, spezielle

22434  Klimatechnik-Einrichtungen
22435  Modularsysteme fiir Arbeitsplatzausstattung
2244 ESD-Schutz

22441  ESD-Arbeitsplatze

22442  ESD-Personenerdung

22443  ESD-Bodensysteme

22444  ESD-Reinraumprodukte
22445  ESD-Schutzmittel

22446  EGB-Ausstattungen

22447  ESD-Verpackungen

22448  Antistatik-Produkte, sonstige
2245 Arbeitssicherheitseinrichtungen
22.4.6 Betriebseinrichtungen, sonstige
22461 Stromversorgungen iber 3 kW
224.6.2  Werkstatteinrichtungen, sonstige
224.6.3  Schutzmittel, sonstige

225 Dekontaminierung, Reinigung, Entsorgung
(Umweltmanagement)
2251 Dekontaminierung

225.2 Reiniger

22521 Ldsungs- und Waschmittel

22522  Defluxer

225.2.3  Schablonenreiniger

22524  Ultraschallreiniger

22525  Reinigungsmittel, sonstige

225.3 Stripper

22.5.3.1 Fotolackstripper

225.3.2  Zinnstripper

22.5.3.3  Stripper, sonstige

2254 Anlagen und Systeme

22541 Endreinigungsanlagen (vor Beschichtung)
2254.2  Entkeimungseinrichtungen, UV-
2254.3  Halbwéssrige Reinigungssysteme
22544  Lead-Frame-Reinigungssysteme
22545  Film-/Flachenreinigungsgerate
22546  Flachbaugruppen-Reinigungssysteme

Weltleitmesse fiir Entwicklung

und Fertigung von Elektronik //

18.-21. November 2025

Trade Fair Center Messe Miinchen
MESSE
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2254.7  Plasma-Reinigungssysteme

22548  Siebwaschanlagen

22549  Under-wipe-Reinigung

22.5.4.10  Spilmaschinen, spezielle

22.54.11  Substrat-Reinigungseinrichtungen

22.5.4.12  Umschmelz-Reinigungseinrichtungen

225413  In-line-Waschstationen

22.5.4.14  lonisierungsgerate

22.5.4.15 Reinigungseinrichtungen, sonstige spezialisierte
225416  Wasch-/Spiileinrichtungen, sonstige spezialisierte
22.5.4.17  Ultraschall-Reinigungssysteme

2255 Peripherieanlagen

225.6 Abluftentsorgung

22561  Abgas-/Abluft-Entsorgungssysteme

2256.2  Absauganlagen fir Spane/Staub

2256.3  Umweltschutzeinrichtungen, sonstige

225.7 Verschrottung

22.5.71 Demontageeinrichtungen fiir Elektronikschrott
22.5.7.2  Verschrottungseinrichtungen fir Altelektronik

22.6 Kreislaufsysteme, Versorgung, Riickgewinnung
22.6.1 Aufbereitungsanlagen, sonstige
22.6.2 Verbrauchsmaterial fiir Aufbereitungs-

und Peripherieanlagen
22.6.2.1 Filtermaterialien
22.6.2.2  Filtersysteme fiir hochreines Wasser
22.6.2.3  Filtriereinrichtungen, sonstige
226.24  Resist-Filtersysteme im Kreislauf
22.6.25  Abgasabsorber
22626  Abwasserchemikalien
22.6.3 Versorgungssysteme
22.6.3.1 Chemikalien-Versorgungssysteme
22.6.3.2  Reinstgasversorgungssysteme
22.6.3.3  Reinstwasserversorgungssysteme
22.6.34  Spllwasser-Kreislaufsysteme
22.6.35  Gas-Managementsysteme
226.4 Tauscher, sonstige
22.6.5 Armaturen
226,51  Ventile, Armaturen
22.6.5.2  Vakuumventile
22.6.53  Pumpen und Pumpsysteme
22.6.54  Vakuumpumpen
22.6.6 Reinigung
22.6.6.1  Prozesswasserreinigungsanlagen (Kreislauf)
226.6.2  Abwasseranlagen
22.6.63  Atzmittel-Regenerierungsanlagen
22.6.64  Reinigungsanlagen, sonstige
22.6.7 Riickgewinnung
22.6.7.1 Metall-Recycling
22.6.7.2  Rickgewinnungsanlagen, sonstige

23.1 Informationswesen
23.1.1 Fachblcher

2312 Fachzeitschriften

2313 Verlagsprodukte, sonstige

2314 Datenbanken, auch online abrufbar
2315 Produkt-Informationssysteme
2316 Informationen, sonstige

23.2 Auftragsfertigung auBer EMS
23.21 Auftragsfertigung fiir Halbleiter
23211 Chip-Bonding

23.21.2  Chip-Packaging

23.21.3  Kontaktierungsdienste
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23.2.2

23.2.2.1
23222
23.2.2.3
23.2.24
23.2.25
23.2.3

23.2.31
23.2.32
23.24

23.2.41
23.25

23.2.5.1
23.25.2
23.253

23.3

23.31
2332
2333

234
23.41
23411
23412

Dienstleistungen der Materialbearbeitung
Laserschweien/-schneiden

Lohngalvanisierung

Oberflachenbehandlung

Metallbearbeitung

Erstellung von Prazisions-Dreh- und -Frasteilen
Dienstleistungen zur Bauelementeherstellung
Aufgurtservice

Priifung/Nachrichtung von Bauelementanschliissen
Dienstleistungen der Kabelverarbeitung
Kabelkonfektionierung

Mess- und Priifdienste

Priifdienste und Priiferstellung

Mess- und Kalibrierungsdienste

Abnahme- und Zulassungsdienste

Gebrauchte Maschinen, Systeme, Anlagen
Anlagen

Maschinen

Gebrauchte Maschinen, Systeme und Anlagen, sonstige

Wissen und Vertrieb
Consulting

Forschungsstatten
Fachvereinigungen und -verbande

23413
23414
23.4.2

234.21
23422
23.4.3

234.31
234.3.2
23433
23434
2344

23441
23442
23443

23.5

23.5.1
2352
2353
23.54
23.55
23.56
23.5.7
23.5.8
23.5.9
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Informationsdienste und Schulung
Berater, sonstige

Planungsleistungen
Fertigungslinien-Optimierung
Ristkonzepte

Prozessgestaltung

Training

Ausbildung

Prozessoptimierung

Qualitatsanalyse

Vertrieb

Geratevertrieb

Vertrieb von Produktionsdienstleistungen
Vertreter; Distributor; Vertrieb, sonstiger

Andere Dienstleistungen
Beschaffungsdienste

Finanzdienstleistungen
Parylenebeschichtung

Wartungsdienste

Reparaturdienste

Entsorgungsdienste

Verpackung von Feststoffen und Flissigkeiten
Erstellung von Bauteildatenbanken

andere Dienstleistungen, sonstige
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